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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

UK
CA




AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure.

The terms HDMI™ and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Motherboard Layout
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Back Side View
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No. Description

1 8 pin 12V Power Connector (ATX12V1)

2 CPU Fan Connector (CPU_FANI)

3 Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
4 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1l, DDR4_B1)

5 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
6  Chassis Intrusion Header (CI1)

7  ATX Power Connector (ATXPWRI1)

8 SATA3 Connector (SATA3_3)

9 SATA3 Connector (SATA3_2)

—_

0 Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)
1 System Panel Header (PANEL1)
12 USB 2.0 Header (USB_3_4)

13 SATA3 Connector (SATA3_1)

—_




Front Panel
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No. Description No. Description

1 Headphone/Headset Jack (AUDIO1) 3 USB 3.2 Genl Type-A Ports
2 USB 3.2 Genl Type-C Port (USB3_3_4)
(F_USB31_TC_1) 4 USB 2.0 Ports (USB_5_6)
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Rear Panel
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1 LANRJ-45 Port* 6  USB 3.2 Genl Type-A Ports
2 Line In (Light Blue) (USB3_1_2)
3 Front Speaker (Lime) 7  D-Sub Port
4 Microphone (Pink) 8  DisplayPort 1.4
5 USB 2.0 Ports (USB12) 9 HDMI Port

*There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

‘ SPEED LED

|
‘ ~ 1
LAN Port
Speed LED
Description Status Description

off No Link off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing B660-ITX motherboard. In this documentation, Chapter

1 and 2 contains the introduction of the motherboard and step-by-step installation
guides.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the
content of this documentation will be subject to change without notice.

1.1 Package Contents

+ B660-ITX Motherboard (Deep mini-ITX Form Factor)
« 1 x1I/O Panel Shield

+ 2xSATA Cables (Optional)

+ 2x Screws for M.2 Sockets (M2*2) (Optional)

+ 1x Screw for WiFi Module (M2*2) (Optional)
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1.2 Specifications

Platform

CPU

Chipset

Memory

Expansion
Slot

Graphics

+ Deep mini-ITX Form Factor

« Supports 14", 13" & 12" Gen Intel® Core™ Processors
(LGA1700)

+ Digi Power design

+ 6 Power Phase design

+ Supports Intel® Hybrid Technology

+ Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology

. Intel B660

+ Dual Channel DDR4 Memory Technology

+ 4x DDR4 DIMM Slots

+ Supports DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
un-buffered memory

* Supports DDR4 3200 natively.

+ Max. capacity of system memory: 128GB

+ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

+ 15p Gold Contact in DIMM Slots

+ 1x PCle Gen4x16 Slot*
* Supports NVMe SSD as boot disks
+ 1xM.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module
and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

+ Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

- Intel® X Graphics Architecture (Gen 12)

« Three graphics output options: D-Sub, DisplayPort 1.4 and
HDMI

+ Supports Triple Monitor

+ Supports HDMI 2.1 TMDS Compatible with max. resolution
up to 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @
60Hz



Audio

LAN

Front
Panel I/0

Rear Panel
1/0

Supports DisplayPort 1.4 with DSC (compressed) max.
resolution up to 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

Supports HDCP 2.3 with HDMI 2.1 TMDS Compatible and
DisplayPort 1.4 Ports

Realtek ALC897 Audio Codec
Supports Surge Protection

1 x Headphone/Headset Jack
5.1 CH HD Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

1 x Headphone/Headset Jack

2 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

1 x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (Full Spike Pro-

tection))

1 x D-Sub Port

1 x HDMI Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 3.2 Genl Type-A Ports (Supports ESD Protection (Full
Spike Protection))

2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection (Full Spike
Protection))

1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
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Storage

RAID

Connector

BIOS
Feature

+ 3xSATA3 6.0 Gb/s Connectors*

+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2280
SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen4x4 (64 Gb/s) modes**

+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280
PClIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode**

* Additional SATA cable and SATA power Y splitter are required
for the 3rd SATA device.

** Supports Intel* Optane™ Technology

** Supports Intel® Volume Management Device (VMD)

** Supports NVMe SSD as boot disks

+ Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA

storage devices

+ 1x Chassis Intrusion Header

+ 1x CPU Fan Connector
* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A
(12W) fan power.

+ 1x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan

Speed Control)

* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.

+ 1x24 pin ATX Power Connector

+ 1x 8 pin 12V Power Connector

+ 1x Front Panel Header

+ 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports ESD

Protection)

+ AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support

+ ACPI 6.0 Compliant wake up events

» SMBIOS 2.7 Support

+ CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN
AUX, +1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH,, +1.05V PCH
Voltage Multi-adjustment
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Hardware
Monitor

0s

Certifica-
tions

Fan Tachometer: CPU, Chassis/Water Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU temperature):
CPU, Chassis/Water Pump Fans

Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis/ Water Pump Fans
CASE OPEN detection

Voltage monitoring: CPU Vcore, +1.05V_PCH, +12V, +5V,
+3.3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party

overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.



Chapter 2 Installation

This is a Deep mini-ITX form factor motherboard. Before you install the

motherboard, study the configuration of your chassis to ensure that the

motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

B660-ITX

11
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2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1700-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap is on the
ﬁ socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the socket. Do not
force to insert the CPU into the socket if above situation is found. Otherwise, the CPU
will be seriously damaged.

2. Unplug all power cables before installing the CPU.




B660-1TX
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be placed if
you wish to return the motherboard for after service.
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

B660-ITX
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

Dual Channel Memory Configuration

Priority DDR4_A1 DDR4_A2 DDR4_B1 DDR4_B2
1 Populated Populated
2 | Populated | Populated Populated Populated

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.

16
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2.4 Expansion Slot (PCle Slot)

There are 1 PCle slot on the motherboard.

switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

PCle slot:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCle x16 lane width graphics cards.



2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W W

B660-ITX

Short Open
Clear CMOS Jumper @ Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

(see p.1, No. 10) 2-pin Jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust the BIOS option
“Clear Status” to clear the record of previous chassis intrusion status.

19



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED+ Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No.11)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED- .
HDLED+ assignments below. Note

the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.
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Serial ATA3 Connector These three SATA3
(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3 3 connector supports SATA
see p.1, No. 13) I 1| [C il [C 1]l data cables for internal
(SATA3_2: storage devices with up to
see p.1, No. 9) 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_2:

see p.1, No. 8)

USB 2.0 Header use_PuR There is one header on

(9-pin USB_3_4)
(see p.1,No. 12)

this motherboard. This
USB 2.0 header can

support two ports.

p-
USB_PWR
Chassis/Water Pump Fan FAN_SPEED_CONTROL 4 This motherboard
Connector CHA_FAN_SPEED 3 provides three 4-Pin water
FAN_VOLTAGE 2

(4-pin CHA_FAN1/WP) GND 1 cooling chassis fan

(see p.1, No. 3) connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please
connect it to Pin 1-3.

CPU Fan Connectors FAN_SPEED._CONTROL ,  This motherboard

(4-pin CPU_FANTI) FAN—S"]E;'? i provides a 4-Pin CPU fan

+

(see p.1, No. 2) GND 1 (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector 1 12 This motherboard pro-

(24-pin ATXPWRI) vides a 24-pin ATX power

(| o
(see p.1, No.7) 3 = - connector. To use a 20-pin

ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

21
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ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1,No. 1)

OO
QLo

This motherboard
provides a 8-pin ATX 12V
power connectors. To use
a4-pin ATX power
supply, please plug it along
Pin 1 and Pin 5.
*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.

Chassis Intrusion Header
(2-pin CI1)
(see p.1, No. 6)

GND E 1
Signal E

This motherboard
supports CASE OPEN
detection feature that
detects if the chassis cove
has been removed. This
feature requires a chassis
with chassis intrusion

detection design.



2.7 M.2 WiFi/BT Module and Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)
Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The M.2 Socket (Key
E) supports type 2230 WiFi/BT module and Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT).

* The M.2 socket does not support SATA M.2 SSDs.

ﬁ Before you install Intel® Integrated Connectivity (CNVi) module, be sure to turn off the AC

power.

Installing the WiFi/BT module or Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

Step 1

Prepare a type 2230 WiFi/BT module
or Intel” CNVi (Integrated WiFi/BT)

and the screw.

Step 2

Find the nut location to be used.

PCB Length: 3cm
Module Type: Type2230

B660-1TX
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Step 3

Gently insert the WiFi/BT module

or Intel* CNVi (Integrated WiFi/

BT) into the M.2 slot. Please be
aware that the module only fits in one

orientation.

Step 4

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as
this might damage the module.



2.8 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and

versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1, Key M from CPU) supports type 2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCle Gen4x4 (64
Gb/s) modes. The Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M from PCH) supports type 2280 PCle

Gen4x4 (64 Gb/s) mode.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

Step 2

Gently insert the M.2 (NGFF) SSD
module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

@) ~-——

Step 3

Tighten the screw with a
screwdriver to secure the
module into place. Please do
not overtighten the screw as
this might damage the module.

B660-ITX
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
OCZ
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PClIe3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PClIe3 x4
PClIe3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS0ONS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G
SD6PP4M-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TM8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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Vendor Interface P/N

TEAM PCIe3x4 TM8FP2240G0CI101
TEAM PCle3 x4  TM8FP2480GCl110
Transcend  SATA3 TS256GMTS400
Transcend  SATA3 TS512GMTS600
Transcend  SATA3 TS512GMTS800

V-Color SATA3 VLM100-120G-2280B-RD
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280RGB
V-Color SATA3 VSM100-240G-2280
V-Color SATA3 VLM100-240G-2280B-RD

WD SATA3 WDS100T1B0B-00AS40

WD SATA3 WDS§240G1G0B-00RC30

WD PCle3x4 WDS256G1X0C-00ENXO0 (NVME)
WD PCle3x4 WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for
details.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

ADATA
ADATA
Apacer
Intel

Intel
INTEL
INTEL
INTEL
INTEL
Kingston
PATRIOT
PLEXTOR
PLEXTOR
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
TOSHIBA
TOSHIBA
WD

WD

PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle
PCle

ADATA ASX7000NPC-512GT-C (XPG SX7000) (NVMe)
ADATA ASX8000NPC-512GM-C (XPG ASX8000) (NVMe)
Apacer 2280 AP240GZ280-240G (NVMe)

Intel Optane Memory 32GB (MEMPEK1IW032GA)(NVMe)
Intel Optane Memory 16GB (MEMPEKIW016GA)(NVMe)
INTEL 600P-SSDPEKKW256G7-256GB (NVMe)

INTEL 600P-SSDPEKKW128G7-128GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7-256GB (NVMe)

INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7-512GB (NVMe)

Kingston SHPM2280P2/240G

PATRIOT Hellfire M2 (240G) (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8PeG (NVMe)

PLEXTOR PX-256M8SeGN (NVMe)

Samsung XP941-512G (MZHPU512HCGL)

Samsung 950Pro-512G (N'VMe)

Samsung 950Pro-256G (NVMe)

Samsung MZ-VLW1280 (PM961) (NVMe)

Samsung MZ-VPW1280 (SM961) (NVMe)

TOSHIBA XG3-128G (NVMe)

TOSHIBA OCZ RD400-256G (NVMe)

WD WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVMe)

WD WDS256G1X0C-00ENX0 (NVMe)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details.
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir ein B660-ITX Motherboard entschieden haben. In

dieser Dokumentation enthalten Kapitel 1 und 2 die Motherboard-Vorstellung sowie
Schritt-fiir-Schritt-Installationsanleitungen.

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden
konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert werden.

1.1 Lieferumfang

« B660-ITX-Motherboard (Tiefer Mini-ITX-Formfaktor)
+ 1 x E/A-Blendenabschirmung

+ 2 x SATA-Kabel (optional)

+ 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (M2x2) (optional)

+ 1x Schraube fiir WLAN-Modul (M2x2) (optional)

29
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

Grafikkarte

« Tiefer Mini-ITX-Formfaktor

. Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren der 12. Gen. (LGA1700)
- Digi Power design

« 6-Leistungsphasendesign

« Unterstiitzt Intel® Hybrid-Technologie

« Unterstiitzt Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

. Intel B660

« Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

+ 4 x DDR4-DIMM-Steckplitze

« Unterstiitzt ungepufferten DDR4-
3200/2933/2800/2666/2400/2133-Non-ECC-Speicher*

* Unterstiitzt nativ DDR4 3200.

- Systemspeicher, max. Kapazitét: 128GB

« Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« 15-pu-Goldkontakt in DIMM-Steckplétze

« 1 x PCle-Gen4x16-Steckplitze*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 1xM.2-Sockel (Key E), unterstiitzt Typ-2230-Wi-Fi-/-BT-Modul
und Intel® CNVi (WLAN/BT integriert)

« Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

« Intel® X‘-Grafikarchitektur (12. Gen.)

« Drei Grafikkarten-Ausgangsoptionen: D-Sub, DisplayPort 1,4 und
HDMI

+ Unterstiitzt drei Monitore

« Unterstiitzt HDMI 2.1 TMDS-kompatiblen mit max. Auflosung
bis 4K x 2K (4096x2160) bei 60 Hz

« Unterstiitzt D-Sub mit maximaler Auflésung von 1920 x 1200 bei
60 Hz



Audio

LAN

Frontblende,
E/A

Riickblende,
E/A

Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit DSC (komprimiert) max. Auflésung
bis 8K (7680x4320) bei 60 Hz / 5K (5120 x 3200) bei 120 Hz
Unterstiitzt HDCP 2.3 mit TMDS-kompatiblen HDMI-2.1- und
DisplayPort-1.4-Ports

Realtek-ALC897-Audiocodec
Unterstiitzt Uberspannungsschutz
1 x Kopthérer-/Headset- Anschluss
5,1-Kanal-HD-Audio

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Kopthérer-/Headset-Anschluss

2 x USB 3.2-Genl Type-A-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektro-
statische Entladung (Full Spike Protection))

1 x USB 3.2-Genl Type-C-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektro-
statische Entladung (Full Spike Protection))

2 x USB 2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entla-
dung (Full Spike Protection))

1 x D-Sub-Port

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB 3.2-Gen1 Type-A-Ports (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung (Full Spike Protection))

2 x USB 2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung (Full Spike Protection))

1 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitat/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon

B660-1TX
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Speicher

RAID

Anschluss

BIOS-Funk-
tion

Hard-
wareiiberwa-
chung

+ 3 x SATA-III-6,0-Gb/s- Anschliisse
+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_1, Key M), unterstiitzt Typ-2280-SATA-
111-6,0-Gb/s- und PCle-Gen4x4- (64 Gb/s) Modi*
+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_2, Key M), unterstiitzt Typ-2280-PCle-
Gen4x4-Modus (64 Gb/s)*
* Unterstiitzt Intel® Optane™-Technologie
** Unterstiitzt Intel” Volume Management Device (VMD)
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

« Unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10 fiir SATA-

Speichergerite

+ 1 x Gehduseeingriff-Stiftleiste
+ 1x CPU-Lifteranschluss
* Der CPU-Lifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer
maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
1 x Anschluss Gehduse/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelligente
Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
liifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
+ 1x 24-poliger ATX-Netzanschluss
+ 1x 8-poliger 12-V-Netzanschluss
+ 1 x Frontblendenstiftleiste
« 1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

+ AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

« ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

« SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

« CPU-Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, +1,8 V PROC, +0,82 V PCH , +1,05 V PCH /

Mehrfachspannungsanpassung

- Liiftertachometer: CPU-, Gehéuse-/Wasserpumpen-Liifter

« Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehiuseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
Gehiduse-/Wasserpumpen-Liifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehause-/
Wasserpumpen-Liifter

+ Gehause-offen-Erkennung

. Spannungsﬁberwachungz CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V



Betriebssys- - Microsoft” Windows® 10 64 Bit / 11 64 Bit

tem

Zertifizierun- - FCC,CE

A

+ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-
swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiiden, die durch eine Ubertaktung verursa-
cht wurden.

B660-ITX
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf
den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-

Kappe auf den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®.

W

Short Open
CMOS-l6schen-Jumper @ Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOSI) Offen: Standard

(siehe S. 1, Nr. 10) 2-poliger Jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten

im CMOS beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort,
Datum, Zeit und Systemeinrichtungsparameter. Zum Loschen und Riicksetzen

der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte
ab und ziehen das Netzkabel; schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS1 3
Sekunden mit einer Jumper-Kappe kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe
nach der CMOS-L6schung zu entfernen. Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss
der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das System zunichst; fahren
Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Falls Sie den CMOS léschen, wird maglicherweise ein Gehduseeingriff erkannt. Bitte passen
Sie die BIOS-Option ,,Status loschen® zur Loschung der Aufzeichnung des vorherigen
Gehduseeingriffstatus an.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 11)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am Gehause
entsprechend der nachstehenden

Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.

HDLED-
HDLED+ Beachten Sie vor Anschlieflen

der Kabel die positiven und
negativen Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Sie konnen die Abschaltung
Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer
iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):
Mit der Betriebsstat ige an der Frontblende des Gehdi verbinden. Die LED leuchtet,

wenn das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet.
Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautspre-
cher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass
Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Serial-ATA-III-Anschluss
SATA3 1

(SATA3_1:

siehe S. 1, Nr. 13)
(SATA3_2:

sieche S. 1, Nr. 9)
(SATA3_2:

siehe S. 1, Nr. 8)

SATA3_2 SATA3_3

1| [ | [C 1)

Diese drei SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel fiir
interne Speichergerite mit einer Da
teniibertragungsgeschwindigkeit
bis 6,0 Gb/s.

USB 2.0-Stiftleiste
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 12)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Motherboard. Diese USB
2.0-Stiftleiste unterstiitzt zwei Ports.

Gehduse-/Wasserpump-

en-Liifteranschlusse
(4-polig, CHA_FAN1/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

LN

Dieses Motherboard bietet drei
4-polige Wasserkiithlung-Ge-
héuseliifteranschliisse. Falls

Sie einen 3-poligen Gehause-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mdochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Liifteranschliisse

Dieses Motherboard bietet einen

FAN_SPEED_CONTROL 4
(4-polig, CPU_FAN1) FAN—SJrPIE;'? ; 4-poligen CPU-Liifteranschluss
(siehe S. 1, Nr. 2) GND 1 (lautloser Liifter). Falls Sie einen
3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mdochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
ATX-Netzanschluss 1 12 Dieses Motherboard bietet einen

(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 7)

24-poligen ATX-Netzanschluss.
Bitte schliefSen Sie es zur Nutzung
eines 20-poligen ATX-Netzteils
entlang Kontakt 1 und Kontakt 13

an.



ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Haan
AN

Dieses Motherboard bietet einen
8-poligen ATX-12-V-Netzan-
schluss. Bitte schlie3en Sie es

zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie sicher,
dass das Stromkabel der CPU und
nicht das der Grafikkarte ang-
eschlossen ist. Schlieflen Sie das
PCle-Stromkabel nicht an diesen

Anschluss an.

Gehéuseeingriff-Stiftleiste
(2-polig, CI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

GND
Signal

Dieses Motherboard

unterstiitzt die Gehause-
offen-Erkennung, die erkennt,
wenn die Gehduseabdeckung
entfernt wurde. Diese

Funktion setzt ein Gehduse mit
Gehiuseeingrifferkennungsdesign

voraus.

B660-1TX
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1 Introduction

Merci d'avoir acheté cette carte mére B660-ITX. Dans cette documentation, les
Chapitres 1 et 2 sont consacrés a la présentation de la carte mere et a son installation
étape par étape.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis.

1.1 Contenu de I'emballage

+ Carte mére B660-ITX (Facteur de forme Deep mini-ITX)
+ 1 x panneau de protection E/S

+ 2xcables SATA (optionnel)

+ 2xvis pour sockets M.2 (M2*2) (optionnel)

+ 1 xvis pour module Wi-Fi (M2*2) (optionnel)



1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente d’ex-
pansion

Graphiques

« Facteur de forme Deep mini-ITX

éme

« Prend en charge les processeurs 12°™ génération Intel® Core™
(LGA1700)

- Digi Power design

- Alimentation a 6 phases

+ Prend en charge Intel® Hybrid Technology

+ Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost Max 3.0

. Intel B660

+ Technologie mémoire double canal DDR4

+ 4 x fentes DIMM DDR4

+ Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
3200/2933/2800/2666/2400/2133

* Prend en charge la DDR4 3200 de fagon native.

+ Capacité max. de la mémoire systeme : 128GB

+ Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

» Contacts dorés 15 sur fentes DIMM

+ 1x fente PCle Gen4x16*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 1xsocket M.2 (Touche E), prend en charge les modules WiFi/BT
type 2230 et Intel” CNVi (WiFi/BT intégré)

+ La technologie Intel* UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un contréleur graphique.

- Architecture graphique Intel® X (Gen 12)

« Trois options de sortie graphique : D-Sub, DisplayPort 1,4 et
HDMI

«+ Prend en charge la configuration a triple moniteurs

+ Prend en charge la technologie HDMI 2.1 TMDS Compatible avec
résolution maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Prend en charge le mode D-Sub avec une résolution maximale de
1920x1200 @ 60Hz

B660-1TX
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Audio

Réseau

Connectique
E/S du pan-
neau avant

Connectique
du panneau
arriére

Prend en charge DisplayPort 1.4 avec résolution max. DSC
(compressée) jusqu’a 8K (7680x4320) @ 60 Hz / 5K (5120x3200) @
120 Hz

Prend en charge HDCP 2.3 avec ports HDMI 2.1 compatibles
TMDS et DisplayPort 1.4

Codec audio Realtek ALC897

Prend en charge la protection contre les surtensions
1 x sortie casque téléphonique/casque découte
Audio HD 5,1 CH

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

Giga PHY Intel® 1219V

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-
trostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

1 x sortie casque téléphonique/casque découte

2 x ports USB 3.2 Genl Type-A (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection complete contre les pics))

1 x ports USB 3.2 Gen1 Type-C (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection complete contre les pics))

2 x port USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques
(Protection compleéte contre les pics))

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x ports USB 3.2 Genl Type-A (Protection contre les décharges
électrostatiques (Protection compléte contre les pics))

2 x port USB 2.0 (Protection contre les décharges électrostatiques
(Protection compléte contre les pics))

1 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone



Stockage

RAID

Connecteur

Caractéris-
tiques du
BIOS

Surveillance
du matériel

3 x connecteur SATA3 6,0 Go/s

1 x Socket Hyper M.2 (M2_1, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) de type 2280 SATA3 6,0 Gb/s*

1 x Socket Hyper M.2 (M2_2, Key M), supporte le mode PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) de type 2280*

* Prend en charge la technologie Intel* Optane™

** Prend en charge Intel® Volume Management Device (VMD)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage

Prend en charge RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10 pour les
périphériques de stockage SATA

1 x embase d’intrusion chéssis

1 x connecteur pour ventilateur de processeur

* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un ventila-

teur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).

1 x connecteur pour ventilateur de chassis /pompe a eau (4 broch-

es) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)

* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventilateur

de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2 A (24 W).

1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches

1 x connecteur d’alimentation 12V 8 broches

1 x Panneau avant

1 x embase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection

contre les décharges électrostatiques)

BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
multilingue

Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

Compatible SMBIOS 2.7

Réglage de la tension CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_
IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH,
+1,05V PCH

Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU / chéssis / pompe a
eau

Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du
ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) : Ventilateurs
de CPU / chassis / pompe a eau

Contrdle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU / chassis / pompe & eau

Détection CHASSIS OUVERT

Surveillance de la tension d’alimentation : CPU Vcore, +1,05V
PCH, +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

B660-1TX
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Systéme + Microsoft® Windows® 10 64-bits / 11 64-bits

d’exploita-

tion

Certifica- « FCC, CE

tions + ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modifi-

A cations du BIOS, lapplication d’une technologie doverclocking déliée et l'utilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.



1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-
circuité ». Si le capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est

«ouvert ».

o W

B660-ITX

Short Open

Cavalier Clear CMOS @ Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) O] CMOS

(VOiI’ p.l, No. 10) Cavalier (jumper) Ouvert : Par défaut

a 2 broches

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systéme telles que mot de passe, date,
heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme
et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son
cordon d’alimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter
les broches CLRCMOS]1 pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon

du cavalier une fois les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les
données CMOS aprés une mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer
le systéme, puis Iéteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS.

Si vous effacez la CMOS, lalerte de chassis ouvert peut se déclencher. Veuillez régler loption
du BIOS sur « Effacer » pour supprimer Uhistorique des intrusions de chdssis précédentes.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS

de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs end a irrémédiabl votre carte mére.

Embase du panneau sys- PLED+ Branchez le bouton de mise

téme

(PANNEAUTI a 9 broches)

en marche, le bouton de
réinitialisation et le témoin d#état

(voir p.1, No.11) ! du systeme présents sur le chéssis
sur cette embase en respectant
HDLED- )
HDLED+ la configuration des broches

illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation) :
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer
la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation) :
pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bou-

ton de réinitialisation pour redémarrer lordi en cas de pl ou de dysfonctionnement
au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est al-
lumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille
§1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED
est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d'un bouton d'alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur
etc. Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a
parfaitement faire correspondre les fils et les broches.
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Connecteur Serial ATA3 Ces trois connecteurs SATA3

(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 prennent en charge les cables

voir p.1, No. 13) I 1| [C il [C i| de données SATA pour les

(SATA3_2: périphériques internes de

voir p.1, No. 9) stockage avec des taux de

(SATA3_2: transfert de données allant

voir p.1, No. 8) jusqu'a 6,0 Go/s.

Embase USB 2.0 USB_PWR Cette carte mére comprend un
5

(USB_3_4 a9 broches) connecteur. Cette embase USB

(voir p.1, No. 12) 2.0 peut prendre en charge deux

4 ports.
p.
USB_PWR
Connecteurs du ventila- Cette carte mére est dotée de trois
FAN_SPEED_CONTROL 4
teur de chassis/pompe a CHA_FAN_SPEED 3 connecteurs pour ventilateur de
FAN_VOLTAGE 2 o o

eau GND 1 chéssis a refroidissement par eau
(CHA_FAN1/WP a4 a 4 broches. Si vous envisagez
broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 3) refroidisseur d'eau pour chéssis

a 3 broches, veuillez le brancher

sur la Broche 1-3.
Connecteurs du FAN_SPEED_CONTROL 4+ Cette carte mere est dotée d'un
ventilateur du processeur FAN-T%S ; connecteur pour ventilateur de
(CPU_FANT1 a 4 broches) GND T processeur (Quiet Fan) a 4 broch-
(voir p.1, No. 2) es. Si vous envisagez de connecter

un ventilateur de processeur a 3

broches, veuillez le brancher sur

la broche 1-3.
Connecteur dalimentation 1 12 Cette carte mére est dotée d’'un
ATX EEEEEEEEERER connecteur d’alimentation ATX
(ATXPWRI a 24 broches) 13 24 a 24 broches. Pour utiliser une
(voir p.1, No. 7) alimentation ATX a 20 broches,

veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.
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Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

OO
QLo

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
12 V a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX 4 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez
vérifier que le cable d'alimen-
tation connecté est pour l'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur

ce connecteur.

Embase d’intrusion chassis
(CI1 a 2 broches)
(voir p.1, No. 6)

GND E 1
Signal m

Cette carte mere prend en
charge la fonction de détection
CHASSIS OUVERT qui alerte
l'utilisateur en cas de retrait du
boitier du chassis. Cette fonction
requiert un chéssis a conception

intégrant la détection d’intrusion.



B660-1TX

1 Introduzione

Grazie per aver acquistato la scheda madre B660-ITX. In questo manuale, i capitoli

1 e 2 contengono un'introduzione alla scheda madre e le guide di installazione passo
passo.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il
co to di questa doc tazione sara soggetto a variazioni senza preavviso.

1.1 Contenuto della confezione
+ Scheda madre B660-ITX (Fattore di forma Deep Mini ITX)

+ 1 x mascherina metallica posteriore I/O

+ 2xcavidi SATA (opzionali)

2 xviti per M.2 Socket (M2 x 2) (optional)

+ 1 x vite per modulo WiFi (M2 x 2) (optional)
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1.2 Specifiche

Piattaforma

CPU

Chipset

Memoria

Fattore di forma Deep Mini ITX

Supporta processori 12" Generation Intel® Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Potenza a 6 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Hybrid

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel B660

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

4 x alloggi DIMM DDR4

Supporto di memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133
non-ECC, un-buffered

* Supporta DDR4 3200 in modo nativo.

Alloggio

« Capacita max. della memoria di sistema: 128GB
+ Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
« Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

+ 1alloggi PCle Gen4x16*

d’espansione * Supporto di SSD NVMe come disco d'avvio

Grafica

+ 1x Socket M.2 (Key E), supporta moduli di tipo 2230 WiFi/BT e

Intel® CNVi (Integrated WiFi/BT)

La videografica integrata della scheda video UHD Intel® e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Architettura grafica Intel® X° (Gen 12)

Tre opzioni di output grafico: D-Sub, DisplayPort 1,4 e HDMI
Supporto di tre monitor

Supporta HDMI 2.1 compatibile TMDS con risoluzione massima
fino a 4K x 2K (4096 x 2160) a 60Hz

Supporta D-Sub con una risoluzione max. fino a 1920 x 1200 a 60
Hz



B660-1TX

Audio

LAN

Pannello I/0
frontale

1/0 pannello
posteriore

Supporta DisplayPort 1.4 con DSC (compresso) risoluzione max.
fino a 8K (7680 x 4320) a 60 Hz / 5K (5120 x 3200) a 120 Hz
Supporta HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatibile TMDS e porte
DisplayPort 1.4

Codec audio Realtek ALC897
Supporta protezione da sovratensione
1 x connettore cuffie/auricolare
Audio HD 5,1 CH

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x connettore cuffie/auricolare

2 x Porte USB 3.2 Genl di Type-A (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))
1 x Porte USB 3.2 Genl di Type-C (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))
2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche

(ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))

1 x porta D-Sub

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Porte USB 3.2 Genl di Type-A (supporto protezione da scariche
elettrostatiche (ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))
2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche
(ESD) (protezione completa dai picchi di corrente))

1 x porta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /
microfono
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Archiviazi-
one

RAID

Connettore

Funzionalita
BIOS

Hardware
Monitor
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+ 3 x Connettori SATA3 6,0 Gb/s
+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1, key M), supporta le modalita di tipo
2280 SATA3 6,0 Gb/s e PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1 xsocket Hyper M.2 (M2_2, key M), supporta la modalita di tipo
2280 PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*
* Supporta la tecnologia Intel” Optane™
** Supporta il dispositivo di gestione del volume Intel® (VMD)
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio

«+ Supporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 per dispositivi di
archiviazione SATA

+ 1 x connettore intrusione telaio

+ 1x connettore ventola CPU
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massi-
madilA (12W).

1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)

(Controllo intelligente della velocita della ventola)

* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2 A (24W).

+ 1 x connettore alimentazione ATX 24-pin

+ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin

+ 1 x connettore pannello frontale

+ 1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto

protezione da scariche elettrostatiche)

« AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue

« Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

+ Supporto di SMBIOS 2.7

« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05 V PROC, +1,8 V PROC, + 0,82 V PCH, Regolazione multipla
della tensione +1,05 V PCH

« Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, pompa dellacqua

+ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, pompa dellacqua

« Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, pompa dellacqua

+ Rilevamento CASE OPEN

+ Monitoraggio tensione: CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore
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o} « Microsoft® Windows® 10 64 bit / 11 64 bit

Certificazioni - FCC,CE
+ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio
L

del jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non &

posizionato alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W

Short Open

Jumper per azzerare la @ Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS CMOS

(CLRCMOSI) Aperto: Predefinito

Jumper a 2 pin
(vedere pag. 1, n. 10)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella
CMOS includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password
del sistema, data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e
reimpostare i parametri del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il
computer e scollegare il cavo di alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio

del jumper per cortocircuitare i pin su CLRCMOSI per 3 secondi. Ricordarsi di
rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver azzerato la CMOS. Se ¢ necessario
azzerare la CMOS dopo l'aggiornamento del BIOS, ¢ necessario riavviare prima il
sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione di azzeramento della
CMOS.

Se si azzera la CMOS, puo essere rilevato il case aperto. Regolare l'opzione del BIOS "Azze-
rare stato” per azzerare il registro del precedente stato di intrusione nello chassis.



1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

B660-ITX

Header sul pannello del PLED+

sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 11)

di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base

HDLED-
HDLED+ di seguito. Annotare i pin positivi

e negativi prima di collegare i

cavi.

PWRBTN (tasto dalimentazione):
Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimen-
tazione é possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristi-
no per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED
é acceso quando il sistema é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si trova nello stato di
sospensione S4 o quando ¢é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é acceso
quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello
frontale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazi-
one, LED attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pan-

nello frontale del telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione
dei pin siano corrette.

Collegare il tasto d'alimentazione,
il tasto di ripristino e I'indicatore

all'assegnazione dei pin definita
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Connettore Serial ATA3
(SATA3_1:

SATA3 1

SATA3_2 SATA3_3

vedere pag. 1, n. 13) C

1| [ | [C 1)

(SATA3_2:
vedere pag. 1, n. 9)
(SATA3_2:
vedere pag. 1, n. 8)

Questi tre connettori SATA3
supportano i cavi dati SATA

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di
trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Connettore USB 2.0
(USB_3_4a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 12)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

Su questa scheda madre cé un
connettore. Questo connettore
USB 2.0 puo supportare due

porte.

Connettori ventola chassis
/ pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

LN

Questa scheda madre ¢ dotata di
tre connettori ventola a 4 pin per
il raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare
una ventola telaio con raffredda-
mento ad acqua a 3 pin, collegarla

al pin 1-3.

Connettori della ventola

Questa scheda madre ¢ dotata di

FAN_SPEED_CONTROL 4
della CPU FAN—SPIE;'? ; un connettore per la ventola della
+
(CPU_FANT1 a 4 pin) GND 1 CPU (Ventola silenziosa) a 4 pin.
(vedere pag. 1, n. 2) Se si decide di collegare una ven-
tola della CPU a 3 pin, collegarla
al pin 1-3.
Connettore di 1 2 Questa scheda madre ¢ dotata
alimentazione ATX SoooOoooooo0 di un connettore di alimentazi-
. 000000000000 . .
(ATXPWRI a 24 pin) I — 9 one ATX a 24 pin. Per utilizzare

(vedere pag. 1, n.7)

un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.



Connettore di
alimentazione ATX da 12
\%

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1,n. 1)

Haan
AN

Questa scheda madre ¢ dotata

di un connettore di alimentazi-
one ATX da 12 V a 8 pin. Per
utilizzare un'alimentazione ATX
a4 pin, collegarla lungo il pin 1 e
il pin 5.

*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo

connettore.

Header di intrusione nello
chassis

(CI1 a 2 pin)

(vedere pag. 1, n. 6)

GND
Signal

1

Questa scheda madre supporta la
funzionalita di rilevamento CASE
OPEN che rileva se il coperchio
dello chassis ¢ stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con caratteristiche di
rilevamento di intrusione nello

chassis.

B660-ITX
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1 Introduccion

Gracias por adquirir la placa base B660-ITX. En esta documentacion, los capitulos 1 y

2 contienen la introduccion de la placa base y las guias de instalacion paso a paso.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
contenido que aparece en esta documentacion estard sujeto a modificaciones sin previo aviso.

1.1 Contenido del paquete

Placa base B660-1TX (Factor de forma Deep mini-ITX)
1 x escudo panel E/S

2 x cables de SATA (Opcional)

2 x tornillos para sockets M.2 (M2*2) (opcional)

1 x Tornillo para médulo WiFi (M2*2) (opcional)



B660-1TX

1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Graficos

+ Factor de forma Deep mini-ITX

« Compatible con la 12° generacién de procesadores Intel® Core™
(LGA1700)

- Digi Power design

+ Disefio de 6 fases de alimentacion

+ Compatible con la Tecnologia Hibrido de Intel®

+ Admite tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

. Intel B660

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

+ 4 xranuras DIMM DDR4

+ Admite memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 no
ECC, sin bufer

* Admite DDR4 3200 de forma nativa.

+ Capacidad méxima de memoria del sistema: 128GB
+  Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0
+ Contacto 15y Gold en ranuras DIMM

« 1 ranura PCle Gen4x16*

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

+ 1xM.2 Socket (Tecla E), es compatible con los médulos WiFi/BT
tipo 2230 e Intel” CNVi (WiFi/BT integrado)

« Intel* UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles inicamente con procesadores con GPU integrado.

+ Arquitectura de graficos Intel® X* (Generacion 12)

- Tres opciones de salida de graficos: D-Sub, DisplayPort 1,4y
HDMI

» Compatible con tres monitores

» Compatible con HDMI 2.1 TMDS con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2160) a 60Hz

+ Admite D-Sub con una resolucion méaxima de 1920x1200 a 60 Hz
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Audio

LAN

E/Senel
panel frontal

E/S en panel
posterior

Admite DisplayPort 1.4 con DSC (comprimido), resolucién
maxima hasta 8K (7680x4320) a 60Hz o 5K (5120x3200) a 120 Hz
Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 compatible con TMDS y puertos
DisplayPort 1.4

Codec de audio Realtek ALC897

Admite proteccion contra sobretensiones

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono
5,1 Audio CH HD

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Conector para auriculares y auriculares con micréfono

2 Puertos USB 3.2 Genl1 de tipo A (compatible con proteccién
contra electricidad estatica (proteccién Full Spike))

1 puertos USB 3.2 Genl de tipo C (compatible con proteccién
contra electricidad estatica (proteccién Full Spike))

2 x puertos USB 2.0 (compatible con proteccion contra electricidad

estatica (proteccion Full Spike))

1 x Puerto D-Sub

1 x puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 Puertos USB 3.2 Genl de tipo A (compatible con protecciéon
contra electricidad estatica (proteccién Full Spike))

2 x puertos USB 2.0 (compatible con proteccion contra electricidad
estatica (proteccion Full Spike))

1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)

Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono



Almacenami-
ento

RAID

Conector

Funcion de la
BIOS

+ 3 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s
+ 1x Zocalo Hyper M.2 (M2_1, Clave M), compatible con los modos
de tipo 2280 SATA3 6,0 Gb/s y PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*
+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_2, Clave M), compatible con el modo
de tipo 2280 PCle Generacion 4 x 4 (64 Gb/s)*
* Compatible con la Tecnologia Optane™ de Intel®
** Admite el Dispositivo de Administracion de Volumen (VMD, segin
sus siglas en ingles) de Intel®

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

+ Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5y RAID 10 para dispositivos de
almacenamiento SATA

1 x Base de conexiones para manipulacion del chasis

+ 1 x Conector para ventilador de CPU
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.

+ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/

chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)

* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del disi-
pador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2 A (24 W).

+ 1 x conector de alimentacién ATX de 24 contactos

+ 1 x conector de alimentacion de 12V de 8 contactos

+ 1 x Base de conexiones en el panel frontal

+ 1x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0) (admite

proteccion contra descargas electrostdticas)

+ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
multilingiie

+ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

+ Admite SMBIOS 2.7

« Varios ajustes de voltaje de nicleo y caché de CPU, GT de CPU,
DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC,
+0,82V PCH,, +1,05V PCH

B660-1TX

59



60

Monitor de
hardware

SO

Certifica-
ciones

Tacometro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/chasis/
CPU

Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis/CPU

Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis/CPU

Deteccion de CARCASA ABIERTA

Supervision del voltaje: Vcore de CPU, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V

Microsoft® Windows® 10 64 bits/11 64 bits
FCCy CE

Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking, incluido
A el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las herrami-
entas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad del

sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacién se debe

realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna

responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.



1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente
se coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en

los contactos, el puente queda “Abierto”.

W W

B660-ITX

Short Open

Puente de borrado de @ Corto: Borrado de CMOS
CMOS Abierto: Predeterminado
(CLRCMOS1)

Puente de 2 contactos
(consulte la pag. 1, n° 10)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacién de instalacion del sistema como, por ejemplo, la contraseia, la fecha

y la hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y
restablecer los parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion,
apague el ordenador y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice
una tapa de puente para acortar los contactos del CLRCMOSI durante 3 segundos.
Acuérdese de retirar la tapa de puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar
el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, debera arrancar el sistema primero vy,

a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS.

Si borra el CMOS, podrd detectarse la cubierta abierta. Ajuste la opcion del BIOS “Clear
Status” (Borrar estado) para borrar el registro del estado de intrusion anterior del chasis.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard
de forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del siste- PLED+ Conecte el boton de
ma alimentacion, el boton de
(PANELI de 9 contactos)

(consulte la pag.1, N.o 11)

restablecimiento y el indicador
de estado del sistema que se

encuentran en el chasis a esta

HDLED- . .
HDLED+ base de conexiones segtn las

asignaciones de contactos que se
indica a continuacién. Cerciorese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes de
conectar los cables.

Conéctelo al botén de alimentacion del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en

Q PWRBTN (botén de alimentacién):

la que su sistema se apagard mediante el botén de alimentacién.

RESET (botén de restablecimiento):

Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de resta-
blecimiento para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El indicador LED se apaga
cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indica-
dor LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de panel
frontal consta principalmente de: boton de alimentacion, botén de restablecimiento, indicador
LED de alimentacién, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando
conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones
de los cables y los contactos coinciden correctamente.



Conector Serie ATA3 Estos tres conectores SATA3
(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 son compatibles con cables de
consulte la pag.1,n° 13) |C 1| [C il [C 1] datos SATA para dispositivos de
(SATA3_2: almacenamiento interno con una
consulte la pag.1, n° 9) velocidad de transferencia de
(SATA3_2: datos de hasta 6,0 Gb/s.

consulte la pag.1, n° 8)

Cabezal USB 2.0 use_PuR Esta placa base tiene otra base

(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 12)

p-
USB_PWR

de conexiones. Cada base de
conexiones USB 2.0 admite dos

puertos.

Conectores del ventilador

Esta placa base proporciona tres

(consulte la pag. 1, n°7)

FAN_SPEED_CONTROL 4
de la bomba de agua/cha- CHA_FAN_SPEED 3 conectores para el ventilador del
FAN_VOLTAGE 2

sis GND 1 chasis para refrigeracion por agua

(CHA_FAN1/WP de 4 de 4 contactos. Si tiene pensando

contactos) conectar un ventilador de refrig-

(consulte la pag. 1, n° 3) eracion por agua del chasis de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conectores del ventilador | AN_SPEED_ CONTROL ,  Estaplacabase contiene un

dela CPU FAN—S"]E;? i conector de ventilador (ventilador

+

(CPU_FANI1 de 4 GND 1 silencioso) de CPU de 4 contac-

contactos) tos. Si tiene pensando conectar

(consulte la pag. 1, n° 2) un ventilador de CPU de 3 con-
tactos, conéctelo al contacto 1-3.

Conector de alimentaciéon 12 Esta placa base contiene un

ATX I T [ T conector de alimentacion ATX

000000000000 N
(ATXPWRI de 24 - E— 1 de 24 contactos. Para utilizar
contactos) una toma de alimentacion ATX

de 20 contactos, conéctela en los

contactos del 1 al 13.

B660-ITX
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Conector de alimentacion
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1,n° 1)

OO
QLo

Esta placa base contiene un
conector de alimentaciéon ATX
de 12 V y 8 contactos. Para uti-
lizar una toma de alimentacion
ATX de 4 contactos, conéctela en
los contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Aseguirese de que
el cable de alimentacion conec-
tado corresponda a este CPU

y no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentaciéon

PCle a este conector.

Cabezal de intrusion de
chasis

(CI1 de 2 pines)
(consulte la pag. 1, n° 6)

Esta placa base es compatible
con la funcién de deteccion

de CUBIERTA ABIERTA que
detecta si se ha retirado la
cubierta del chasis. Esta funcion
requiere un chasis disenado para
la deteccidn de intrusion del

chasis.



B660-ITX

1 BBepeHne

Braropapnm Bac 3a npuo6petenue cucremHolr marbt B660-1TX. Pasgerst 1 1
2 HACTOAILETO JOKYMEHTa COflepKaT 0011[yie CBeJleHNsA O CYCTEMHOI T/1aTe 1

TI0IIaroBbl€ MHCTPYKUNMM IO YCTAHOBKE.

obecneuenuss BIOS codepiuumoe Hacmosujett O0KyMEeHMAyULL Moxem Ovimb usmeHeHo 6e3

Q o npuuute 06HOBNIEHUS XAPAKMEPUCINUK CUCNEMHOTL NAAMbL U NPOZPAMMHO20
npeodsapumenviozo y8edoMueHus.

1.1 KomnnekT nocTtaBku

+ MarepuHckas mnara B660-1TX (Popm-paxrop Deep mini-ITX)
+ 1 9KpaH IaHe/M C IOPTaMy BBOJA-BBIBO/A

« 2 x Ka6emu SATA (oruus)

+ 2 BUHT 151 pasbema M.2 (M2*2) (mprobpeTaeTcs OT/e/IbHO)

+ 1 BunT Ayt mogyist WiFi (M2*2) (mprobperaeTcst OTHeNIbHO)
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1.2 TexHMYeCKMe xapaKTepuCTUKM

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

Fpadpuueckan
noacucrema

66

+ ®opm-dakrop Deep mini-ITX

. Tlomepxka mporeccopos 12-ro mokonenus Intel® Core™
(LGA 1700)

- Digi Power design

+ Cucrema nuranus 6

- Iloppepsxka Texnonornu Intel® Hybrid

- Iloppepxusaercs rexxonorus Intel® Turbo Boost Max 3.0

. Intel B660

 JIByxkaHanbHas namaTb DDR4

» 4 xrHe3ma DDR4 DIMM

« Tlopgpepxusatorcs Mogynu Hebydepnszopannoi mamsatn DDR4
3200/2933/2800/2666/2400/2133 6e3 ECC.

* Ilopmepskka DDR4 3200 mo ymMom4aHmio.

+ Makcumanbbiir 06bem O3Y: 128 I'b

+ Tloppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2,0

« Ilosonouennnie (15 MKM) KOHTAKTHI ¢1oToB DIMM

+ 1xPCle Gen4x16 rue3n*
* Ilopep>KuBaloTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aucky Tuma
NVMe
+ 1 cmor M.2 (xmou E) mna mopynsa WiFi/BT tumna 2230 u Intel®
CNVi (Bcrpoennnie WiFi/BT)

+ Berpoennsiit Bupeoagantep Intel* UHD Graphics 1 Bbrxogpt
VGA nopnaepX1BaloTcs TONbKO Ipu ycrionb3oany 11T co
BCTPOEHHBIMY IPaduIeCKIMI IPOLIECCOPAMM.

- Ipaduueckas apxurexrypa Intel® X° (12 mokonenue)

+ Tpu Buneosbixopa: D-Sub, DisplayPort 1,4 1 HDMI

+ Tloppmep>xka paboOTHI C TPeMsA MOHMTOPAMI

+ Ioggepxxa HDMI 2.1 TMDS coBMecTHM ¢ MaKCHMaIbHBIM
paspeurernem o 4K x 2K (4096x2160) mpu 60 Ity

+ TloppepxuBaercsa D-Sub ¢ MakcuManbHBIM paspelieHneM 10
1920x1200 mpn 60 Iy



3BYK

LAN

MopTbi
BBOAa-
BbiBOJa Ha
nepegHen
naHenun

ToinoBble
nopTbl
BBOAa-
BbiBOAa

IToppeprxka DisplayPort 1.4 ¢ DSC (8 cxxatom opmare), ¢ Maxc.
paspeuernem o 8K (7680x4320), 60 It/ 5K (5120x3200), 120 Ity
IMoppep>xxa HDCP 2.3 ¢ pasbemamu, copMectumbiMu ¢ HDMI 2.1
TMDS, u DisplayPort 1.4

Aynmoxopex Realtek ALC897
3amura OT epenajoB HalpsKEHUS B 9JIEKTPUIECKOI CETI
1 THEe310 O/ HayLHHI/IKOB Nn FapHI/ITyphI

5,1-kananpHoe HD Audio

Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wur/c

Giga PHY Intel® 1219V

IMoppepxuBaercst npobysxpeHme 1o JIBC

MornHnesanyra 1 3alyUTa OT 3eKTPOCTATIYECKIX Pa3psAI0B
IMoppepxuBaercst Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppepxupaerca PXE

1 rHE3/I0 1A HAYITHNKOB VI TAPHUTY PhI

2 nopta USB 3.2 Genl Type-A (c 3amuroit ot
anexTpocrarndeckoro Hanpspkerus (Full Spike Protection))

1 ITopt USB 3.2 Genl tun C (¢ 3a1muTol! OT 37IEKTPOCTATIYECKOTO
Hanpspkenust (Full Spike Protection))

2 x mopt USB 2.0 (c 3amuTOit OT 9/71eKTPOCTATUIECKOTO

Hanpspkenust (Full Spike Protection))

1 mopt D-Sub

1 x mopr HDMI

1 mopr DisplayPort 1.4

2 nopra USB 3.2 Genl Type-A (c 3amuToii ot
anekTpocrarideckoro Hanpsokerns (Full Spike Protection))

2 x mopt USB 2.0 (¢ 3ammToit OT 37eKTPOCTaTUYECKOTO
namnpspkenns (Full Spike Protection))

1 x mopt JIBC RJ-45 ¢ napuxaropamn (AxtuBHOCTH/CoeHEHIe
u CKOpOCTBD)

Pasbembr HD Audio: munesinbit Bxoy / ¢pponransusie AC /

MUKPO(OH

B660-1TX
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3anomMmuHawwme
yCcTpoicTBa

RAID

Pasbembl

MapameTpbi
BIOS

« 3 mopta SATA3 6,0 ['6ut/c
« THespmo Hyper M.2 (M2_1, xmod M) ¢ OA#ep>KKOiT pesxuma
2280 SATA3 6,0 I'6ut/c nu PCle Gen4x4 (64 I'6ut/c) x 1 wr.*
+ THespo Hyper M.2 (M2_2, xmiod M) ¢ IOAIep)KKOIT pEKIUMOB
2280 PCle Gen4x4 (64 T'6ut/c) x 1 wr.*
* Tloppepsxka Texuomornu Intel® Optane™
** TTonneprkka texsonorunu Intel” Volume Management Device
(VMD)
* Ilopiep>KMBalOTCA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-mmcky Tuma
NVMe

- Ioppepxusaerca RAID 0, RAID 1, RAID 5 u RAID 10 mna

3aIIOMMHAIOLINX YCTPoiicTB SATA

+ 1 X KOZOAKa /I JaTYMKa BCKPBITUSA KOPITyca

« Pasvem 14 Bentunaropa LII - 1 .
* PazbeM IPOL[eCCOPHOTO BEHTUIIATOPA TOAIEePIKMBALT
BEHTU/IATOP C MOTpebsieMbM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

+ 1 pasbeM I KOPIYCHOTO BEHTVU/IATOPA /I BOJAHOI OMIIBI

(4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-PEryIATOp CKOPOCTI BEHTUIATOPA)

* PasbeM 11 KOPITyca KOPITYCHOTO BEHTHU/IATOPA MU BOJAHO
TIOMIIBI IOZZIEP>KMBACT BEHTU/IATOP C HOTPEO/IAEMBIM TOKOM He
6onee 2 A (24 Br).

1 paspem mntanua ATX, 24-KOHTaKTHBIN

« 1 pasbem nutanuaA 12 B, 8-KOHTaKTHbIN

+ 1 Ko7IOAIKa JI/IA IOPTOB Ha IIepeiHelt aHem

1 komopxa USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3ammToit ot

97IeKTPOCTATUYECKNX PA3PATOB)

« AMI UEFI Legal BIOS ¢ nopep>xkoit MHOTOA3bIYHOTO
rpadudeckoro nuTepdeiica

« Tloppepxka GyHKImMI npo6y>1<neHm{ no cranziapty ACPI 6.0

- Ilopmepxxka SMBIOS 2.7

« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN
AUX, xonTponp Hanpspkenus: +1,05 B PROC, +1,8 B PROC,
+0,82 B PCH, +1,05 B PCH



KoHTponb .
o6opyaoBaHuA

OnepauyioHHble .
cucTembl

CepTudukauus .

B660-ITX

Taxomerp: BenTunaTop LIT; KOpImycHOM BEHTUIATOD NN
TIOMITa BOJIAHOTO OX/IK/IeHNUA KOpPITyca

Becirymnas paboTa (¢ aBTOMaTH4eCKOli perymipoBKoit
CKOPOCTH BpPalleHN:A B 3aBUCUMOCTH OT TeMIIepaTyphl
1IIT): Bertmsitop LITT; KOpITyCHOI BEHTIILATOP WM IIOMITa
BOJIAHOTO OX/Ta)K/IEHNA KOPITyca

PerynupoBka ckopocTtu Bpauenus: sentuaarop LT
KOPITYCHOI BEHTU/IATOP VIV IOMIIA BOZIAHOTO OX/TaK/IeHVIA
KopITyca

JlaTumMK BCKPBHITUA KOpITyca

KonTponp Hanpsxenuit: Veore 111, +1,05 B PCH, +12 B, +5
B,+3,3B

Microsoft® Windows® 10 (64-paspspHas) / 11 (64-paspsgnast)

FCC, CE
CosmectumocTtb ¢ ErP/EuP (Heobxomum 610K nuTaHms,

coorBeTcTBYROIMIT crangapry ErP/EuP)

Credyem yuumoléamy, 4mo paszox npoyeccopa, 6Kkm0Has usmernenue Hacmpoex BIOS,
npumenenue mexronozuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uncmpymenmos paszona

He3ABUCUMBLX NPOU3B00UMesIetl, CONpscer ¢ onpedeneHHbiM puckom. Paszon npoueccopa

MOJHCEM CHUSUMb CMAOUNLHOCb CUCEMbL UL 0ddice npusecmu K nospemaeyum ee

KOMNOHEHMOo8 U ycmpoﬁcmﬂ, Paszon npouecwpa 0CyUu4eCmesnsgemcs noiv3osamenem

Ha cobcmeenblil puck u 3a cobcmeennulil cuem. Mol He Hecem 0meemcmeeHHocmy 3a

603MONCHbITL Yi4epO, 6bI36AHHDLTL PAS2OHOM NPOLECCOPa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm IIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W

Short Open

ITepembryka copoca @ 3amkHyTa: COpOC HACTPOEK

HacTpoek CMOS @ CMOS

(CLRCMOS1) PasomknyTa: ITo ymonyanuio
2-KOHTaKTHasg

(cm. ctp. 1, Ne 10) IepeMbluKa

CLRCMOSI ucnonbsyercs pst yganenus ganapix CMOS. B mamaru CMOS
CofepyKaTCs TaKie JaHHbIe O HACTPOJIKE CUCTEMBI, KaK CHCTeMHBbIIT ITapoJib,
Hara, BpeMs ¥ apaMeTpbl HACTPOIKY cUCTeMbl. YT06BI COPOCUTD U OGHYINTD
ITapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HaCTpOI;IK]/I o yMOTI‘{aHI/IIO, BBIK/TIOYNTE KOMIIBIOTED
U U3BJIEKMTE BUJIKY 13 PO3ETKH, a 3aTeM KOJIITAYKOBOI IIePEMBIYKOI 3aAMKHITE
koHTakTel Ha CLRCMOSI Ha 3 cexynppl. ITocre copoca nactpoek CMOS ne
3a0y/bTe CHATH KO/IAYKOBYIO IIepeMbIuKy. [Ipu HeoOXxomumMocT cOpocuTh
Hacrpoitku CMOS cpasy nocie o6xosnenust BIOS cnauaa nepesarpysure

CHCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOYNTE KOMIbIoTep nepef; copocom HacTpoek CMOS.

06HyIUMb 3aNUCH NPedblOyULe20 0NPedesIeHUS 6CKPLMUS KOPNYCa, UCNONb3YTime

Q Cépoc nacmpoex CMOS moxcem npusecmu k onpedesieHuio 6cKpuimuto kopnyca. Ymo6ot
napamemp Clear Status (O6nynums cocmosnue) BIOS.



1.4 Konogku u Pa3beMbl, PaCnoJZIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHOMN

njnare

Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil niame Konooku u paseemol HE siensiomcst nepemuluKamu.
HEycmuHasnuBaﬁme Ha MU KonoOKU U pasvemvl nepemvlMKu-Konnauku. Yemanosxa
nepemvi4eK-K0nna4Kkos Ha 3mu KOZOOKU U pa3vemMbl MOHEM 8bl36aMv HEYCMPAHUMOE
ﬂOBPeJI(aEHuE CUCMEMHOTL NAAMmbl.

B660-ITX

Konopgka cucremHoimn

IIaHenm

(9-xonrakTHas, PANELI1)
(Cm. ctp. 1, Ne 11)

PLED+

KHOIIKY Ilepe3arpysKu u

HDLED-
HDLED+

C Ha3Ha4YeHMeM KOHTAKTOB,
npuBeieHHbIM HyKe. [lepen

TOAK/II0OUeHeM Kabeneit

IMopxrounTe pacrnono>xeHHbie

Ha KOpITyce KHOMKY MUTaHus,

VHIVMKATOP COCTOAHMSA CYCTEMbI

K 3TOJ KOJTIOIKE B COOTBETCTBUMU

onpenennTe TIOIOXKUTE/IbHBIN U

OTpI/ILLaTeIIbeIﬁ KOHTAKTBI.

PWRBTN (knonka numanus):
Ilodkniouerie KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTI Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb CNOCOO BbIKNIOHEHUS CUCIEMbL NPU HANCATNUU KHONKU NUMAHUA.

RESET (xnonxa c6poca):

Ilookniouerue kHonku c6poca, pacnonosierHoll Ha nepedreil naxenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobbL nepe3anycmumo KOMnblOmep, eciu OH 3a8UC U HOPMATbHbLIL
nepesanyck He8o3momuceH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUA CUCHIEMbL):

TlooxoueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACHOIONEHHO20 HA hepedHell naHenu Kopnyca.
CeemoduodHbiil uHOUKamop 2opum, kozda cucmema paomaem. Kozoa cucmema Haxooumcs
6 pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod mueaem. Kozda cucmema HaxoOumcs 6 pexume
oxcudanust S4 unu eviknouena (S5), ceemoouod He opum.

HDLED (ceemoduodnutii unouxamop pabomot #ecmrozo 0ucka):

Ilookniouerue c6emoou00H020 UHOUKAIMOPA PABOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO020 HA
nepedreti narenu. Céemoduo0HvLil UHOUKAMOP 20pum, K020a JHecmKuil OUCK BbINONIHAEM
CHUMbIBAHUE UL 3aNUCL OAHHDIX.

Ilepeonss nanenv mosicem Gvimny pazHoti Ha pasHblx Kopnycax. Ha nepeoneti nanenu
PACNONONEHDL KHONKA NUMAHUS, KHONKA NEPe3anyckd, UHOUKAMOop Numanus, uHOUKamop
pabomut secmkozo oucka, ouramux u m.o. IIpu nodkniouenuy nepedHeil naxen K amoii
K0n00Ke NoOKI0UAiime NPO600A K COOMBEMCINEYIOUUM KOHMAKMAM.
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Pasbem Serial ATA3

Itu Tpy pasbemMoB SATA3

(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 TpeJiHa3Ha4YeHbI /I

cM. crp. 1, Ne 13) C 1] [C 4] [C 1]  mopkmouenns xabeneit SATA
(SATA3_2: BHYTPEHHUX 3aIlIOMMHAKOIIX
cM. cTp. 1, Ne 9) YCTPOICTB [/IA TIepefiadn
(SATA3_2: JAHHBIX CO CKOPOCTBIO 710 6,0 I'6/
cM. cTp. 1, Ne 8) c.

Konopxa USB 2.0 UsB_PUR Ha maTepuHCKoii 11aTe MMeeTcs

(9-xonrakrtHast, USB_3_4)
(em. cTp. 1, Ne 12)

p-
USB_PWR

ofiHa KoJiofika. JTa Kononka USB
2.0 MOXeT IOoAiiep>)KMBATh JIBa

nopra.

Pazbembr st

IlanHas cuctemMHas

FAN_SPEED_CONTROL 4
BEHTU/IATOPA MJIV ITOMIIbI CHA_FAN_SPEED 3 miara OCHallleHa TpeMs
FAN_VOLTAGE 2
BOJ[STHOTO OXJIQXKTeHM ST GND 1 4-KOHTAaKTHBIMM pazbeMaMi Jjid
KopIIyca CUCTEMBI BOJISTHOTO OXJIQXK/IeHU ST
(4-xonrakrhbit CHA_ KOpIIyca. 3-KOHTAKTHYI0
FAN1/WP) CHUCTEMY BOJISHOTO OX/IaXKeHUA
(em. cTp. 1, Ne 3) KopIryca cliefiyeT MOgKIYaTh K
KOHTaKTaM 1-3.
PasbeMbl BEHTUIATOPOB FAN_SPEED_ CONTROL ,  OraMarepuHCKas IUIaTa
11 FAN—SPIE;'? 3 cHabKeHa 4-KOHTaKTHBIM
+ 2
(4-xonrakra, CPU_FANI1) GND 1 pasbeMOM i/ Ma/IOUTyMSAIErO

(em. cTp. 1, Ne 2)

BeHTHATOpA LII1. ECitu BbI
cobupaeTech IOJK/IIOYNTD
3-KOHTAKTHBIJ BEHTU/IATOP
OXJTXK/IEHVA ITPOLIeCCopa,
TIOZIK/TI0YaliTe ero K KOHTaKTaM
1-3.




Pasbvem murtanusa ATX 1 12

o o e e [
(24-xonraxra, 000000000000
ATXPWR1) ——

(em. cp. 1, Ne 7)

Jra MaTepMHCKas I1aTa
OCHalleHa 24-KOHTAaKTHbIM
paszbemom mmrarust ATX. Yro6sr
UCNO0/1b30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
pasbem muranusa ATX,
TIOZIK/TIOYUTE ero BIO/Ib KOHTAKTa

1 u xoHTaKTa 13.

Paspem nuranns ATX 12 4 8
B

(8-xoHTakTOB, ATX12V1)
(em. cp. 1, Ne 1)

oAt
ANNG

OTa MaTepMHCKas IIaTa
cHabkeHa 8-KOHTAKTHBIM
paspemoM mutanysa ATX

12 B. Y0651 1CII0ONMb30BaTh
4-KOHTaKTHBII pasbeM NUTaHUA
ATX, OgK/TIOYNUTE €T0 BO/b
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanne! Yoegurecs,

YTO NOJK/IIYEHHBIIT Kabennb
NUTAHNA MPeFHa3HAYEH J/IA
IIII, a He pna BugeokapTsl. He
TOJK/IK0YaiiTe Kabenb MMTaHuA

PCle x aTOMYy pasbemy.

Komnopka st garamka
GND

BCKPBITVA KOPITyca Signal

(2-xonrakrtHas, CI1)
(em. cTp. 1, Ne 6)

OTa MaTepMHCKasA MIaTa
TIOI/IePKMBAET TEXHOMOTHIO
OTIpefieNieH s BCKPBITHA KOPITyca
TI0 CHATUIO BePXHell 9acTn
Kopmyca. JI7 3ToJ TeXHONMOTUn
HeobXO/M KOpIyc ¢ QyHKIfue

OnpeneneHns BCKpbITUA.

B660-ITX
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae B660-ITX. Nesta documentagio, Capitulo 1 e 2

contém a introdugéo da placa-mae e guias de instalagdo passo a passo.

Como as especificagdes da placa-mde e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
desta documentagdo estard sujeito a alterages sem aviso prévio.

1.1 Conteudo da embalagem

Placa B660-1TX (Fator de forma mini-ITX profundo)
1 x Painel de E/S

2 Cabos de SATA (Opcional)
2 x Parafusos para Soquetes M.2 (M2*2) (Opcional)
1 x Parafuso para M6dulo WiFi (M2*2) (Opcional)



1.2 Especificacbes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

Graficos

Fator de forma mini-ITX profundo

Suportas Processadores 12" Gen Intel® Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Design com 6 fases de alimentagao

Suporta Tecnologia Hibrida Intel®

Suporta Tecnologia Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel B660

Tecnologia de meméria DDR4 de dois canais
4 x Slots DIMM DDR4
Suporta memoria DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133, nao

ECC, sem memoria intermédia*

* Suporta DDR4 3200 nativamente.

Capacidade méxima da memdria do sistema: 128 GB
Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

1 x Slot PCIe Gen4x16*

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

1 x soquete M.2 (Chave E), suporta Modulo tipo 2230 WiFi/BT e
Intel® CNVi (WiFi/BT Integrado)

Os graficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.
Arquitetura Grafica Intel® X° (Gen 12)

Trés opgdes de saida de graficos: D-Sub, DisplayPort 1,4 e HDMI
Suporta configuragdo com trés monitores

Suporta HDMI 2.1 TMDS Compativel com resolu¢do max. até 4K
x 2K (4096x2160) @ 60Hz

Suporta D-Sub com resolu¢ao maxima de até 1920x1200 @ 60Hz
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Audio

LAN

E/S do painel
frontal

E/S do painel
posterior

Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczo$¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodnosci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Codec de Audio Realtek ALC897
Suporta Prote¢ao de Sobretensao
1 x Entrada de Fone de ouvido
Audio 5.1 CH HD

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

1 x Entrada de Fone de ouvido

2 x Portas USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Protecao ESD (Protecao
Total Contra Picos))

1 x Portas USB 3.2 Genl Tipo C (Suporta Proteciao ESD (Prote¢ao
Total Contra Picos))

2 Portas USB 2.0 (Suporta Prote¢ao ESD (Prote¢do Total Contra
Picos))

1 x Porta D-Sub

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Portas USB 3.2 Genl Tipo A (Suporta Protegao ESD (Protegao
Total Contra Picos))

2 Portas USB 2.0 (Suporta Protegao ESD (Protegdo Total Contra
Picos))

1 x Porta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /
Microfone



Armazena-
mento

RAID

Conector

Funcées da
BIOS

Monitor de
hardware

+ 3 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s

+ 1 x Hyper Soquete M.2 (M2_1, Chave M), suporta modo SATA3 6,0
Gb/s e Gen4x4 tipo 2280 PCle (64 Gb/s)*

+ 1x Hyper Soquete M.2 (M2_2, Chave M), suporta modo tipo 2280
PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Suporta tecnologia Intel” Optane™

** Suporta o Dispositivo de Gerenciamento de Volume Intel® (VMD)

* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao

+ Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de
armazenagem SATA

+ 1 x Gabinete de Alimentagédo de Intrusdo
+ 1 conector ventoinha CPU
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méxima 1A do ventilador (12W).
« 1 x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a dgua de 2A méaximo (24W) poténcia do
ventilador.
+ 1 x Conector alimentagdo ATX 24-pinos
+ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
+ 1 x Cabegote do Painel Frontal
1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta Pro-
tegao ESD)

+ AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI

+ ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar

«+ Suporte SMBIOS 2.7

« CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH, +1,05V PCH de

Tensao de Multi-ajuste

« Tacdmetro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis/Bomba de
Agua

+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis/
Bomba de Agua

. Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis/Bomba de Agua

+ Detecgao de ABERTURA da CAIXA

. Monitoramento da tensio: CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V

B660-1TX
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SO « Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Certificagbes - FCC,CE
« Preparada para ErP/EuP (é necessdria uma fonte de alimentagio

preparada para ErP/EuP)

f Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das

defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-
mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.



1.3 Configuracgao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sdo configurados. Quando a tampa do
jumper ¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se ndo for colocada uma tampa de

jumper nos pinos, o jumper é "Aberto".

W W

B660-ITX

Short Open
Apagar o Jumper CMOS @ Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) Abrir: Padrao

(verp.1, N2 10) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS
incluem informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema,
data, hora e pardmetros de configuragio do sistema. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema na configuragdo padrio, desligue o computador e retire

o cabo de alimentagao, utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de
CLRCMOS1 durante 3 segundos. Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do
jumper depois de apagar o CMOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter
terminado uma atualizagdo da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a
encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Se vocé apagar o CMOS, poderd ser detectada a abertura da caixa. Ajuste a op¢io do BIOS
"Limpar estado” para limpar o registo anterior de estado de intrusdo no chassis.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de siste- PLED+ Ligue o botdo de alimentagao,
ma o botdo de reinicializa¢do e o
(PAINELI1 de 9 pinos) indicador do estado do sistema
(ver p.1, N2 11) ! no chassi deste suporte, de
acordo com a descri¢ao abaixo.
HDLED- . .
HDLED+ Observe os pinos positivos e

negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botdo de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagio no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagio):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicial-
izagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagdo do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver
nos estados de suspensao S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de
suspensdo S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso
quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED de
alimentacdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médu-
lo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem
de forma correta.



Conector Serial ATA3 Estes trés conectores SATA3
(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 gsuportam cabos de dados

ver p.1, N.° 13) I 1| [C il [C I] SATA para dispositivos de
(SATA3_2: armazenamento interno com

ver p.1, N.°9) uma taxa de transferéncia de
(SATA3_2: dados de até 6,0 Gb/s.

ver p.1, N.° 8)

Suporte USB 2.0 use_PuR Hé um cabegote nesta placa-mae.

(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1,N.2 12)

p-
USB_PWR

Cada suporte USB 2.0 pode ter

duas portas.

Chassis / Conectores da
ventoinha de bomba de
agua

(CHA_FAN1/WP de 4
pinos)

(ver p.1,N.23)

LN

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

Esta placa mae fornece trés
conectores do chassi de refriger-
agdo a agua de 4 pinos. Se vocé
pretende conectar um ventilador
de refrigeragdo a 4gua de chassis
de 3 pinos, por favor, conecte-o

ao Pino 1-3.

Conectores do ventilador

Esta placa mae inclui um conec-

FAN_SPEED_CONTROL 4
da CPU FAN—S"]E;? i tor de ventilador da CPU (Ven-
+
(CPU_FANI1 de 4 pinos) GND 1 tilador silencioso) de 4 pinos.
(ver p.1,N.°2) Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,
por favor, conecte-o ao Pino 1-3.
Conector de alimentagdo 1 12 Esta placa-mae inclui um conec-
ATX Deoooooooood tor de alimentacdo ATX de 24
(ATXPWRI1 de 24 pinos) 13 — 2 pinos. Para utilizar uma fonte de

(ver p.1,N.27)

alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

B660-ITX
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Conector de alimenta¢io
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

4 8 Esta placa-maée inclui um conec-
tor de alimentac¢do de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentacdo ATX de 4

OO
QLo

pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forga conectado é para o
CPU e nao para a placa gréfica.
Nao ligue o cabo de for¢a PCle

a este conector.

Suporte de intrusdo do Esta placa-maée suporta a fungao
chassi S;:j ! de deteccio de ABERTURA da
(CI1 de 2 pinos) CAIXA que detecta se a tampa
(ver p.1,N.c6) do chassi foi removida. Esta

fungao requer um chassi com

design de detecgdo de intrusio.
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej B660-ITX. W niniejszej dokumentacji,

rozdzialy 1 i 2 zawieraja wprowadzenie do plyty gléwnej oraz przewodnik instalacji
krok po kroku.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogg zosta¢ zaktualizowane,
zawartos¢ tej dokumentacji moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.

1.1 Zawartos¢ opakowania

Plyta gléwna B660-ITX (Format Deep mini-ITX)
1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia

2 x kable SATA (Opcjonalne)

2 x $ruby do gniazda M.2 (M2*2) (Opcjonalne)

1 x $ruba do modutu WiFi (M2*2) (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

Grafika

Format Deep mini-ITX

Obstuga 12" generacji procesoréw Intel” Core™ (LGA1700)
Digi Power design

Sekcja zasilania 6 Power Phase Design

Obstuga technologii Intel” Hybrid

Obstuga technologii Intel® Turbo Boost Max 3.0

Intel B660

Technologia pamigci Dual Channel DDR4
4 x gniazda DDR4 DIMM
Obstuga pamieci DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-

ECC, pamig¢ niebuforowana

* Natywna obstuga pamieci DDR4 3200.

Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB
Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2,0
15u poztacane styki w gniazdach DIMM

1 x gniazda PCle Gen4x16*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

1 x gniazdo M.2 (Key E), z obstugg modutu WiFi/BT typu 2230 i
Intel® CNVi (Zintegrowany WiFi/BT)

Whbudowana grafika Intel® UHD i wyjscia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
Architektura grafiki Intel® X° (Generacja 12)

Opgje trzech wyjs¢ graficznych: D-Sub, DisplayPort 1,4 i HDMI
Obstuga trzech monitoréw

Obstuga HDMI 2.1 TMDS zgodnosci z maks. rozdzielczoécig do
4K x 2K (4096x2160) przy 60Hz

Obstuga D-Sub z maks. rozdzielczo$cig do 1920x1200 przy 60Hz



Audio

LAN

Przedni pan-
el Wejscia/
Wyjscia

Tylny panel
Wejscia/Wy-
jscia

Obstuga DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany) maks.
rozdzielczos¢ do 8K (7680x4320) przy 60Hz / 5K (5120x3200) przy
120Hz

Obstuga HDCP 2.3 przy zgodno$ci z HDMI 2.1 TMDS i porty
DisplayPort 1.4

Realtek ALC897 Audio Codec

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego
D#wiek HD 5.1 CH

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x gniazdo stuchawek/zestawu stuchawkowego

2 x porty USB 3.2 Genl1 typu A (obstuga zabezpieczenia ESD (pelna
ochrona przed impulsami))

1 x porty USB 3.2 Genl1 typu C (obstuga zabezpieczenia ESD (pelna
ochrona przed impulsami))

2 x porty USB 2.0 (obstuga zabezpieczenia ESD (pelna ochrona
przed impulsami))

1 x port D-Sub

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x porty USB 3.2 Genl typu A (obsluga zabezpieczenia ESD (petna
ochrona przed impulsami))

2 x porty USB 2.0 (obstuga zabezpieczenia ESD (petna ochrona
przed impulsami))

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Gloénik przedni / Mikrofon
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Przechowy-
wanie

RAID

Ziacze

Funkcja BIOS

Monitor
sprzetu

+ 3 xzlacza SATA3 6,0 Gb/s

+ 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), z obstuga typu 2280 SATA3
6,0 Gb/s i trybow PCle Gen4x4 (64 Gb/s)*

+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), z obstuga trybu 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Obstuga technologii Intel® Optane™

** Obstuga Intel® Volume Management Device (VMD)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych

+ Obstuga RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 dla urzadzen pamieci
masowej SATA

+ 1x zlacze gléwkowe funkcji naruszenia obudowy
« 1x zlacze wentylatora CPU
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1xzlgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteli-
gentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Zkcze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
« 1x zlacze gtéwkowe na panelu przednim
+ 1x zlacza gtowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI

+ Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0

+ Obstuga SMBIOS 2.7

+ Wiele regulacji napiecia CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_
IMC, VCCIN AUX, +1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH,
+1,05V PCH

+ Obrotomierz wentylatora: CPU, wentylatory obudowy/pompy
wodnej

«+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, wentylatory
obudowy/pompy wodnej

+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Wykrywanie OTWARCIA OBUDOWY

+ Monitorowanie napiecia: CPU Vcore, +1,05V PCH, +12V, 45V,
+33V



B660-ITX

System oper- - Microsoft” Windows® 10 64-bitowy / 11 64-bitowy
acyjny

Certyfikaty « FCC, CE

+ Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wpltywaé na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione

na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.

Nalezy pamietal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

W

Short Open

Zworka usuwania danych @ Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS pamieci CMOS
(CLRCMOSI) Otwarcie: Domy$lne

2-pinowa zworka
(sprawdz s.1, Nr 10)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane

w pamieci CMOS obejmuja informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto

do systemu, date, czas i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i
zresetowania parametrow systemu do ustawienn domyslnych, wytacz komputer i
odlacz przewdd zasilajacy, a nastgpnie uzyj nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy
pinéw CLRCMOSI. Nalezy pamieta¢, aby po usunieciu danych z pamieci CMOS
zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamigci CMOS po
zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci
CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wytaczy¢ go.

Q Po usunigciu danych z pamigci CMOS, moze by¢ wykrywane otwarcie obudowy. Wyreguluj
opcje BIOS “Clear Status (Stan usuwania)”, aby usungc zapis poprzedniego stanu narusze-
nia obudowy.



B660-ITX

1,4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek

nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i

zlgczami spowoduje trwate uszkodzenie plyty gléwnej.

Z¥acze gtdwkowe na pane-
lu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 11)

PLED+

Do tego zfacza gtéwkowego
mozna podlaczac przycisk
zasilania, przycisk reset i
wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

HDLED- ) ., -
HDLED+ przydzialem pinéw ponizej.

Przed podiaczeniem kabli nalezy
zapisa¢ pozycje pindw plus i

minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfig-
urowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):
Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk

resetowania, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci

wykonania normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wilgczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podtgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda
LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gléwnie sktada
sie z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci
dysku twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza glowkowego modutu panelu
przedniego obudowy, nalezy sie upewnic, ze jest prawidtowo dopasowany przydziat przewodéw
i pinow.
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Zkacze Serial ATA3

(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3
sprawdzs.,Nr13) [ [—=1 [—=1
(SATA3_2:

sprawdz s.1, Nr 9)

(SATA3_2:

sprawdz s.1, Nr 8)

Te trzy ztacza SATA3 obstuguja
kable danych SATA dla
wewnetrznych urzadzen pamieci
z szybko$cig transferu danych do
6,0 Gb/s.

Zkycza gtowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 12)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

Na tej plycie gtownej znajduje
sie jedno ztacze gtowkowe.
Zkycze gtéwkowe USB 2.0 moze

obstugiwac¢ dwa porty.

wodnej obudowy

Zlacze /wentylatora pompy FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 3)

LN

GND

Ta plyta gtéwna udostepnia

trzy 4-pinowe ztacza obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego.
Jedli planowane jest podfaczenie
3-pinowego wentylatora
chtodzenia wodnego obudowy,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

Zlycza wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3

+12V 2

GND 1

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylato-

ra CPU (Cichy wentylator).

Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zltgcze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.



ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Haan
AN

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX
12 V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajace-
go PCle.

Ztacze gtowkowe czujnika
naruszenia obudowy
(2-pinowe CI1)

(sprawdz s.1, Nr 6)

GND
Signal

1

Ta plyta gtéwna obstuguje
funkcje wykrywania
OTWARCIA OBUDOWY,
ktora wykrywa zdjecie pokrywy
obudowy. Ta funkcja wymaga
obudowy z konstrukcja
wykrywania naruszenia

obudowy.

B660-ITX
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112

B660-ITX Ult] B & -

o)
-4
——U]—E—]EEE A;Hg;} 1;,_ ];4/\4;];;1

11 22 UHE2

« B660-ITX HFE H.E (
s JOIE A= 1

o SATAAC]E 270 (54)

o M2 22 (M2%2) & a2 ol (e F5

o WiFi 25 (M2*2) & A1 ) (Ale 5

= mini-ITX & A E )

)
)

3 FAA AR e} o] Aol 4] 1 A} 2 Aol A
Ar e},



o
1)
I

MK
pact
il

CPU

1

bl
>
ol

|
]
H

o % mini-ITX & H ¥

« 12 Al vl Intel* Core™ Z 2 4| A 2] ¥ (LGA1700)
« Digi Power design

. 670 AL YA T2

« Intel® Hybrid 7] % 2] 1

« Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 %] %1

« Intel B660

« 74 Ad DDR4 " 2] 7] &

« DDR4 DIMM &% 4 7}

« DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 H] ECC, ] H] 3] & w] =
2] 2]

* 7] B4 © 7 DDR4 3200 & A L 3T},

o A2l W 2] Z o 22 128GB

o Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 21

« DIMM <3| 15 1 Gold Contact 42

« PCle Gen4x16 =% 1 7l *

*NVMe SSD & F-H t] A~z 2 AS- 753155 2]

« M24# (E7]) 170, e} 2230 WiFi/BT 2& 2 Intel®
CNVi( 533 WiFi/BT) A

o Intel° UHD Zef|H A~ W E - ¢l B]|F4A 37} VGA 23> GPU &
3 Z2AM A2 G35 gl FU T

o Intel° X° 222 o}7]1 &l %] (Gen 12)

o 2= &3 34 Al N : D-Sub, DisplayPort 1.4 = HDMI

o A EUE AL

« HDMI 2.1 TMDS A ( 3] o] 8] A} = 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz)

« D-Sub A4 ( Hdf 4= 1920x1200 @ 60Hz)

o 3t s A =7} 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz ¢! DSC( =) 2] DisplayPort 1.4 & 2] A&},

« HDMI 2.1 TMDS %3t HDCP 2.3 ¥ DisplayPort 1.4 £E 2| ¢

B660-1TX
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LAN

.I

A
e
El

i< 170

RAID

94

Realtek ALC897 2.T] 2. 5.4
A B 24

FeZ /e Ay

5.1 CHHD 2.t] %

_I

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Giga PHY Intel® 1219V
Wake-On-LAN #| ¢1

W) /ESD B35 2] ¢

A3 o]t 802.3az A1
PXE A4

ER=E A R R

USB 3.2 Genl Type-A £.E 2 7| (ESD & 2|4 (& &~3}o]=
H3)

USB 3.2 Genl Type-C Z£E 1 7}] (ESD 2.3 2| (& Aol =
H3)

USB2.0 £E 27| (ESD X3 2|4 (& 2vfo]z B &)

D-Sub EE 1 7Y

HDMI ¥ E 1 7}

DisplayPort 1.4 1 7}

USB 3.2 Genl Type-A £E 2 7]l (ESD B.& 2] §] (& ~3}o]=
H3))

USB2.0 £E 2 7] (ESD B3 2| 8] (& ~5}o]= H3F))

LED # %} RJ-45 LAN ¥.E 1 71} (ACT/LINK LED ¥ SPEED LED)
HD &t]e A . 2hel g1/ A 23] A / npo] =

SATA3 6.0 Gb/s 719 ¥ 3 7

slo]s] M.2 4227 1 70 (M2_1, Key M), EF4) 2280 SATA3 6.0 Gb/s
2 PCle Gen 4x4(64Gb/s) =5 2|4 *

slo]s M.2 227 1 7] (M2_2, Key M), EFS} 2280 PCle
Gen4x4(64Gb/s) 5 2| *

* Intel® Optane™ 7] & 2] 1
** Intel® Volume Management Device(VMD) %] 4
*NVMe SSD & F-8 t]| A3 2 A}4 7153l 2% 2]

o SATA A% 2F=]-4 RAID 0, RAID 1, RAID 5 & RAID 10 A



4 E o AA S A

« 1xCPU 3 7 J¥]

*CPU M AW e = sl A=To] Hof 1A(12W) & CPU L 2] 47
yrch.

o AAT/HE HZ A AN @) 1] (2utE A S

<A e = e A o] H ) 2A(24W) &1 8] F
W& A A gt

o 24 ATX A ) AdE 17

o 87 12VAY AE 17

o A g o] 1A

USB 2.0 3] 1 71} (USB2.0 £E 2 7l 2 %1 ) (ESD B.5 2] 4 )

BIOS 7|5 . Thae] GUI A Y& A5} AMI UEFI 2 33 BIOS
« ACPI6.0 5 o)=L ¢ oWl E

« SMBIOS 2.7 A ]
« CPU #°] /7] A] , CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,

+1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH , +1.05V PCH A g} ¢}
= 24

StEol &2 . AetzolE . cpU, A/ YE B A
LIE{

re
o

¢ AL (CPU Lol o8 8 A ) CPU

o WrhF 101 CPU, A / 1] H=

o Aol ‘23_%‘ s

o AgF ZUE 8 . CPU Veore, +1.05V PCH, +12V, +5V, +3.3V,
CPU Vcore

« Microsoft® Windows® 10 64 H] E./ 11 64 H| E.

« FCC,CE
« ErP/EuP A} 715 (ErP/EuP A4 75 Ad 3322 2.2)

BIOS 4% ~& 3% 3] 1] Untied Overclocking Technology & & -85} 71} } 4] 4 ©] <
R ALEsh AE E e o F2 o)L of - 4w 2] 9] -2
945 er @R e A u Yo FBE A P20 A
900 £ 48 YU sl 22 g e
3 alo} e ke o 227 o ool AT 2l £l

B660-1TX
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Short Open

Clear CMOS % ¥ @ 2} . Clear CMOS
(CLRCMOSI1) oA o] 23k
(asfelA 10 =3 59 gy

=)

CLRCMOS1 & AF4-31o] CMOS of] A 4% o] B S 2] 2 4=
ol Al dloleoll = Al ~wl ks dm, A 7E A ~E A
S A ~® A AR 23 A 2~ F Tk E A

2 23l AHHE DAY DES BE S A 7

ML A A4 A L. BIOS JH|o] EE k23 2% CMOS & 2] $JoF & A%,
S A 28-S FEEE Fulo] 24 o] EE 83 -3 CMOS A -$-7] 2
g slof ghct.

CMOS & 2] & 4 -7 Alo] = dlo] 2t
Status( e 2]--7] ) 7 & ZH 35}
A2 .



14=22E

A

ol ¥ HEH

He

LB Fv] o} AE = 7]} oblu el A 7] F]& 2B E F ]2} A E] of -]
BFAJ A2 A e LHE ST o} AW o 4 nprl B ES} G702 4
vch.

B660-1TX

Alz~g 3 &Y PLED+ AL AL HE A HE
(93 PANELI) A A 2] AFE) EA S-S ol o]
(1o, 1 g 3 2 gedol ufe} o] S el A4
=) ! ek Aol ddsr A

HDLED-

HDLED+ iBh =

PWRBTN( & HE ):
A A] A d o] 9l v Eol] A el A B ES o] &8 Al2HE 1 WS

742 7 elgrleh.

E

RESET( 2|4l HIE ):
A A 2 g 2] B] Al vl Eol A Z gt HFE 7L 2] 5Ew A A A 2e =a
312 28 A7 2]l vl £ =] AEE A AP

[o rlm

PLED( A|AE! 72l LED):

xﬁ/(] Z-]u;’ J'l]H o] 0_,7 x)—E}] J./(] o]] o: ?EJEJ-L]E]. /(]é. Ho ]21—55—};/_ 01 nﬁ LED
IFAA Qlsrr]l. Al o] $1/83 T 7] AFEl ol 9l wf = LED 7} A< Zhatqjv] ) 4]
~wlo] 84t 7] Al =9 A (S5) AFEf ol §l& o= LED 7} A A Q).

HDLED( 3tE E2}0[2 4} LED):
A2 A A o] 8l Eefo] B F2}k LED o o Z§r). sfE Eafo] Bl Ho]E &
o)A} 227 9J-& wj LED 7} A A Q51 e).

A A d o]zl A A E 2 vl 5 = o A A d mES T2 dd v E, g
AW E, X9 LED, 3] Ee}o] H g3} LED, ¥ # 5 0 &2 A= of 9lF1]
A o d mEE o] |r]o] AZ 3 uj ofo]o] gt} 7l Frfo] 23] U=

Age},

m‘i
=

)
ol
e -
2
4

o 35 A3 &3 ALY
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A2 ATA3 7 ¥
(SATA3_1:

SATA3 1

SATA3_2 SATA3_3

1e]A] 13 ¥ 5 3HL

1| [ 1)) [C 1]

=)

(SATA3_2:

150]2], 9 3= =x)
(SATA3_2:

150]2], 8™ 3= =x)

o] 5 Al /2] SATA3 A HE =
2t} 6.0 Gb/s Hlo]E] A5 &5
= AFgEt= W A A= 8
SATA do]€] Aol &< 2 Y3
et

USB 2.0 3|t
(9 7 USB_3_4)
(1o, 12 ¥ &5 3

)

USB_PWR
P-

o] ujr] B of &= 3}t &t
7} el ). o] USB 2.0 3|t
EEZEFNEALE 9

St

AL 71 = S AN
£

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(190]=], 3 ¥ a5 3

)

—

LN

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

o] | BEof &4 3 574
A2 ADE 3 07} g A =
o] gl ). 39 CPU A A] 5~
WA el AE A4t A

3 1-3 o A AL

CPU #H A H
(4 3 CPU_FAN1)
(1 o)A, 2 W &5 3

)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3

+12V 2

GND 1

o] mfr] B =efl =4 3 CPU A
(A2 3) AJE 7L A =]
o oyl .3 cPU S o
At e A A 13 QA2
SHAL L.

ATX A4 AdH
(24 ¥1 ATXPWRI1)
(o)A, 79 &= 3t

)

o] mpr] B.E o]l =24 3] ATX A
A AE 7L ' o] ol
th.20 A ATX ALTFHA 5
ARg-sted 71 3 313 & v
etaAdsdAle .



B660-1TX

ATX 12V A Al e

(8 3 ATX12V1) L1d
(A1 18 % -
<) L1

o] nfrj Bz ol =8 I ATX 12V
Al AdE 7} A = o] g5
vtk 43 ATX AP FFA=
EAMgslEE A1 A A5
upe} AZ A AL .
*da.AdAE M Fol=o0l
Jej= Ft=7} ol cpu 2l
K| &telstAlI2 . PCle M
AlolEE ol 4 E{ofl EX| o}

NES

A 38 el

¥ cn) oo I !
(1ol , 6 a5 3 Sl

= ™

=)

ol BB = A Al AW 71 A
715 7§ o2 A8t Al o]
2 A" A IS A4
o} o] 75 Ag-ste ™ Al
Al Zed 22 AT A8 A
A1 AHg-afof Pt
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1 [ICHIC

B660-ITX XY= R—RZHBEWV LIFWZEHONEHITETNET, TOTED
B 1N 2 B, R R—ROFHE R T THD AV A M=)V /A RHVE
WEhTwEd,

YW —R—RD(LfkE BIOS V7 MOz TIdEH SNBE DB B8, DX =2 T )L
DABNE TR NCET T BENBVET,

1.0 Ny r—ODORE

¢ B660-ITX ¥ H'—HR—F(Deep mini-ITX 7+ —LT 774 —)
o 1x1/0 783V —)UR

o 2XSATA T —7 )W (AT ar)

o 2xM2 Vv AL M272) (AT v a)

o 1xWiFi EYVa—)LAHal (M2*2) (AT > a)

100



B660-ITX

1.2 Tk

TSy T3+—

CPU

FyT2yvhk

AEY

sRA Oy b

5574979
A

Deep mini-ITX 74 —LT 772 —

« 512 4 Intel® Core™ 7112y ¥ (LGA1700) IZXf i
o TORVERRG

o 6 EBFR7T— X%

« Intel® Hybrid 77/ 0¥ —ITH i

o Intel® X—ART—ZA Max 77/ 80— 3.0 [<HS

Intel B660

T a7 )VF % %)V DDR4 ATV HERE

« 4x DDR4 DIMM A |

« DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 ./ >/ ECC. 77>/ 7\ 77
—RAEVITH G

* DDR4 3200 IZ %A1 T4 7 1% hitvo

o YATLATYDERKAE: 128GB

o Intel® T/AR)—LAE) T T 7A )L (XMP) 2.0 IS

« DIMM AR MZ 15 p d—)VRaAv 27 R

o 1xPCle Gendx16 Ak *
BT A2 & LT NVMe SSD IS5 bt
o 1xM2 Y (Key E), ZA 7 2230 WiFi/BT £V a— /L&
Intel® CNVi G5 WiFi/BT) KT i

o Intel* UHD 7T 74w 7 ANKE V27 )VEBX T VGA H 1.
GPU iGN oty P —DHTHR—hENE T,

o Intel* X° 75749 I AT—FT27F % (Gen 12)

o 3D0DT 5749 A I AT >3  D-Sub, DisplayPort 1.4 33
KU HDMI

. 3BEDEZZ—ITHIG

« HDMI 2.1 TMDS A HUTH I RS 4K x 2K (4096x2160)
@ 60Hz

o D-Sub ITRS, ARG 1920x1200 @60Hz

o DSC ) FARMHMGE 8K (7680x4320) @60Hz/5K (5120x3200)
@120Hz C DisplayPort 1.4 ZH R R—kLE T

+ HDMI 2.1 TMDS Fi#135 X U DisplayPort 1.4 R— k" CHDCP 2.3
Y R—FLET

101



F—=T1F

LAN

A= b2 JAv 3
o

7RIV 1
o

A=Y

RAID

102

Realtek ALC897 A —F A a—F w7
Y= RIS

IxN\YRTFY [Ny Ry I vy s
5.1 CHHD A—7 ¢4

F77Ew k LAN 10/100/1000 Mb/s

77 PHY Intel® 1219V

Wake-On-LAN (V= A7 4> ) It

&/ HEXUNE (ESD) {REISHIG
THIVF—IEDINA—Y 2y b 802.3az Z P K—b
PXE 7 HiR—h

LxN\YRT4Y [N\ Ry vy

2x USB 3.2 Genl Type-A H— M KUK FEESD R U IE(GE
PANATIRE))

1 x USB 3.2 Gen1 Type-C R — b SUBEE(ESD R HHIS(GE
PANATIRE))

2 x USB 2.0 H— | (57 (ESD) BRI xn (FER2 A1
TR)

1x D-Sub K—k

1 x HDMI ;R—Fk

1 x DisplayPort 1.4

2x USB 3.2 Genl Type-A R — M KUK EESD R I IEGE
BN VIRHE))

2x USB 2.0 R— |k (B XU E (ESD) RIS IS (FERAINA Y
{RFE))

LED {i} & 1 x RJ-45 LAN ;R—h (ACT/LINK LED & SPEED LED)
HD A —T 1A Iv 7 : AV AY | TAYIAE—h— | <A
Z

3 x SATA3 6.0 Gb/s AT X

1 x Hyper M.2 V7w (M2_1, F— M), X1 7 2280 SATA3 6.0
Gb/s & PCle Gen4x4 (64 Gb/s) &— RITHIJiE *

1 x Hyper M.2 V7 b (M2_2,F— M), X1 7 2280 PCle Gen4x4
(64 Gb/s) E—RIZHHE *

* Intel® Optane™ 77/ T —I i
“ Intel® 35 R HT/\A A (VMD) I RS
<E@) T ¢ 227 L LT NVMe SSD IZHHh

o SATA ARL—Y 7731 2D RAID 0, RAID 1, RAID 5 3K

U RAID 10 IRt



B660-1TX

aAxRI432

BIOS ##E

N—Foz7
EZA2—

0s

o
2]

o IXTV—IAVMV—=Varaw R —
« 1xCPU 772X TR—

*CPU 77 AT RIFHRN 1A (12W) DFE 10D CPU 77 I HIG
LE9d,

o IxIVY— | UA—R—KTT7aAXTZ(4EY) (A —h
77 >R IR

= | T —R—=RT T IR 2A 24W) DO F
—Z—7—F I LET,

o 1x24 B ATX BRI T X

o 1x8EY 12VEHIRIZ

o IX 7OV RIS A —

« 1xUSB2.0\w&—(2D0 USB 2.0 K—MHfits)) (FraE&Uit
5 (ESD) RIS IL)

« AMI UEFI Legal BIOS, % 5 GUI Y R— M &

o ACPI6.0 WEPLI 2 A7 T Ak

« SMBIOS 2.7 Y R—1

« CPU 7 /F¥ /2, CPUGT,DRAM, VDD_IMC, VCCIN
AUX, +1.05V PROC, +1.8V PROC, +0.82V PCH . +1.05V PCH &
£V T %

o T7URAA=R . CPU VY — | UA—R—RTT7Y

o HWET 7Y (CPUIRBICIE> Ty v — 7 7 Vi 72 FEHE) -
CPU, v — | A —R— R T T7

o T7VRIVFEERIE : CPU, > v — | UA—R—KTT7
s

o r— AR

« TR . CPU Veore, +1.05V PCH, +12V, +5V, +3.3V, CPU

Vcore

« Microsoft® Windows® 10 64 v 1 /11 64 € k

« FCC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP M B IRAEHALEE DAL T )

BIOS F/E DL 7> %4 RA—/N—2o0y 75 /02— D — R/ S— 71 DA —

A IN—=o Ty 7 —)VDEEE R G F—/N—o T v Il —E DV T2 (ENET
DTTHELSEE F—IN—200v 0T BESRTIADNLEICIE2TE0 A TLD
TVR—R RRTINA ZADRHRT B EDHOET, THPDEF TITo TSN,
Bt TIE, A —N—2 00 DIC K BIARDEHFIE AV DRET DT TAIIEE N,
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13 ¥ UIN—F

COATANE, VY IR—DRE TR RLUTOET, v 8—Fvy T HE
NEESTVBE Iy = [a—hTT, Vv —Fv v T
EoTWVIEWEAIZ. Vv =3 A= 1T,

- @

Short Open

CMOS 7V 7% /78—
(CLRCMOS1)
(p.1.No. 10 )

a—k: CMOS DIUT
F =T FTHIVE

Q¥ TN IN—

CLRCMOSI1 &, CMOS DT —H27%E7V 745N TEET, CMOS DT —X
IZiE AT LSAT— R B R AT LRREINTA—R—TREDV AT
LBGEBEMNEENE T, MEL T T IHINVNREICT AT LISTA—R—%
Uty b9 3123, ava—2—0&EFEZY)0, EFHI—F2kE. v —
Fy T2 LT, CLRCMOS1 DY /I 3 BRI a—RLE T, CMOS &%V
T UItgE, v 8 —Fry TN T O SN NI LTLIEE W,
BIOS % 7" 77— 1%, CMOS %7 7 T 2B HIUT, AN AT L7z
L. ZNH5 CMOS 7V T 707 av EIFIRHCT vy hET VL TLIEEW,

Q CMOS BV 7T B, r—ROMBPRAIEN B ENBOE T, LD
A2 N—23 2 X T— AR GRS B 1203, BIOS 7772 5> 5 [ Clear Status
(RF—HRDIHE) I CHIBEL &,



B660-1TX

144 i R—KDOAYy A —&EaRI AR

A2 R— RN =, ART RG> IN—TldHDEE Ao CNENYX—LOARIX
1L 278 —F 4y TR IR N TLIEE 0 N X —BLUTARTRICT 1> 75—
Frw TP BE, vV —R— RICYPHRIEDEEC 52 E DB ET,

SAT LRIy R — PLED+ BIRANR i L R 2%
(9 ¥~ PANEL1) Uty U, FidDEVED YT
(p.1.No. 11 B&) ST Ir—Y DVAT LA

! T—BRALRT VTR DN\Y
| Z—=lly b LET, 770
HDLED* PRI AEEICIZ . EVD+

E—ITRZ DI TLIEE Y,

PWRBIN (EIiR%2) :

S =R N RV DB PR XN L TLIEX BIRRE LT, S X T
ZA 71T B Il ERETEET,

RESET(Utv hR%>2):

S Y= ST D Iy FRZACH L TLIES ) A E2—Z—DT =X
7e 0. G DB 2 E T TEENGEICIE, Uy MR 2 LT, a2 a—8—%
PREBILE T,

PLED (A 7L #Eii LED) :

S — Bl SR IVDFBIRA T —RRA > P —R— IR LT IEE s SR TLEE
B3, LED 23T LE T, S ATAH0Y S1/53 X —TIRAEDFEICIE, LED (3558 7%
FETE T, S RTLH S4 R —TIKREFE /213 FiliA 7 (S5) DE i, LED (&4 7 T,

HDLED ON—FR547 727 ¢ LED)
SR N RV DIN=R RS A7 75 7 T LED IC#2#i L TL/EE 0% N—FF
FA T DT —REGAD F o3 FEABRHUS, LED (3ANE7DF T,

HIIE SRV T AN, S =Nk > THARZ ZEDBDET, Filli/ SFIVES 22—
(¢, FICE PR H Dty FRZ A @i LED.N— R4 772717+ LED, A '—
H—IEED SRR EINE T, > —> DRl SR IS 2 —)b & DNy L= i 9
BIEICIE, BIRDE|D 4 TE, B2 DEID L THIELSBEHL TS EZMND TS
7EE,
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SUT)V ATA3 AT R

N5 3 DD SATA3 ARTZ—

(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3 3 (I [5 ¥ 6.0 Gb/s DT —RHnik
p.1.No. 13 ZIR) C 1] [C. 4] [C 1] SEETHEBARL—Y T3 A
(SATA3_2: FHOD SATA T—Rr—"7 )%
p.1.No. 9 ZR) YR-FLET,

(SATA3_2:

p.1.No. 8 )

USB 2.0 A — use_PWR ZOXYP—HR—RiZiZ 120D

(9 ¥ USB_3_4)
(p.1.No. 12 )

p-
USB_PWR

Ay A —HEFENTOET,
TDUSB2.0\YX—{iFZ2DD
K= B R—FTEET,

V= | A —R—R
VT Ty AR R

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)

(p.1.No. 3 Z)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

LN

COXP—R—RIZIZ3DD 4
EIKIBHIY v = aARI R
RICEENTOET, 38V

D — KGRI T 7 2 T2 bt
TREAITIF E 1-3 [Tk

LTLEEE L,

CPU 77V ARTR—
(4 ¥ CPU_FAN1)
(p.1.No. 2 ZR)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3

+12v 2

GND 1

ZORY—R—RiF 4 ¥ CPU
Ty (EET 7)) ART R
MEEfFENTOET, 3D
CPU 77 72tiid D4
EEY 13 ICH# R L TLIEE N,

ATX ERIRT R
(24 ¥~ ATXPWR1)
(p.1.No. 7 ZH#)

(]
|
(]
]
(|
]
||
]
||
|
(]
00

COXYP—F—RiF 24>
ATX BRI AT 2D EfHEN
TWVET, 20 ¥ ATX B
EEHTBICE. V1 & 131
B TR LTI EN,



ATX 12V BRI X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 1 )

Haan
AN

ZORYP—FR—RiZgr
ATX12V BT 72— N i
ENTVET, 42D ATX
BREAT2ICE.Er1es
ICHDETHERLTIIZE,
L BB EN TV BB
=TIV T 5Tt AN—
FHTW &L, cPUHTHAT
LEEFERLTLIZE W, PCle
W —7 I ECDaARTRZ—IT
Pt U0 TR XD,

r—AZA YN a—=Ya
AR —

Q¥rcn)

(p.1.No. 6 ZIR)

GND
Signal

1

CORYP—R—RETr—7
VASS N[5 A5Y g rduade 1
%, — ABH AR RE 2 T
R—RLET, TOREREICIE,
D2 e 0 I B2 v |
BNz v — BT
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1 &7

ST K Bo60-1TX M o FEA SR » 55 1 M 2 A A EMFF A
BN 2T

HI T EHHASFI BIOS B RIREC AT » B » ARSI N A AT RE ABERT L » 207
AT

1.1 G358

« B660-ITX FH7 (Deep mini-ITX #IFE T )

o 1x1/0 [

« 2xSATA FEIFLZL (GEM)

o 2xIRZz (ffE M2 FEOEEA - M2*2)  (GENE)
o Ix W2z (ft wiFi BOREIA » M2*2) (&R )
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B

« Deep mini-ITX ##& R ~F

o THEFE 12 1€ Intel® Core™ 4bFHEE (LGA1700)
» Digi Power design

« 6 FEH T

« SZFF Intel° Hybrid Technology

« SZFF Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

« Intel B660

« XGEE DDR4 NTFHIA

« 4x DDR4 DIMM &

« 7§ DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC » JEZ&
NTE

* % B+ DDR4 3200 °

o XFRFNTFRASE : 128GB

« SZFF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM FfEH 15 1 <fill =

o 1xPCle Gen4x16 f& *
* 37 FE NVMe sSD AITEE B4
o 1xM.2 Socket (Key E) » 3734 2230 WiFi/BT R Intel®
CNVi ( 586X WiFi/BT)

« B GPU ERIAFREER A S FF Intel* UHD Graphics B {141
1 VGA fiiH] »

« Intel® X* EJEZ4T (Gen 12)

o 3 PMEE LT © D-Sub ~ DisplayPort 1.4 F1 HDMI

. ZRFE=HERE

« SFEFRZ TMDS ) HDMI 2.1 » 60Hz Bt B R D284 4K x 2K
(4096x2160)

o SZFF D-Sub » 60Hz T R HHZRIE 1920x1200

o S¥F DisplayPort 1.4 » DSC (J£48) B AR/MHZRT] 1% 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

« ZFFHDCP 2.3 K 3% TMDS #J HDMI 2.1 LUz DisplayPort 1.4
i ju|

B660-ITX
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=i « Realtek ALC897 F5 Jl 4w iR it &
o SCRFERIEIRT
o 1x EHUESL
« 5.1 CH @iEEM

LAN « Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
o Giga PHY Intel® 1219V
o S7FF Wake-On-LAN ([ E-nefig )
o ZFFEH /ESD (R
o ZEFERELIR 802.3az
. £ PXE

AITE#R 1/0 o 1x HHUETL
+ 2xUSB 3.2 Genl Type-A fifil ] (325 ESD 74 » A1 ZBA#)
« 1xUSB3.2 Genl Type-C ¥t (25 ESD {#4 » BN ZFfA47)
« 2xUSB2.0 Uil (3Z#F ESD 247 » Bl &=fr#)

JRER 1/0 « 1xD-Sub il
« 1x HDMI 451
o 1x DisplayPort 1.4
+ 2xUSB 3.2 Genl Type-A Jifil ] (S5 ESD /4 » A1 ZBA#)
« 2xUSB2.0 ¥ (SZFF ESD {4 » EI&[A)
o 1xRJ-45LAN U1 » # LED (ACT/LINK LED £l SPEED
LED)
o EE EETL RS / BT R 1 Z N

=i « 3xSATA3 6.0 Gb/s $% [
« 1xHyper M2 B2 (M2_1° Key M) , 75357 2280 SATA3 6.0
Gb/s Fl1 PCle Gen4x4 (64 Gb/s) &z *
o IxHBH M2 (M2_2 > KeyM) , 7357 2280 PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) TR *
* S FF Intel® Optane™ Technology
> ZFF Intel” HEE L% (VMD)
* 4 NVMe $SD B 1%

RAID « FFEFRAID O ~ RAID 1 ~ RAID 5 Fl1 RAID 10 » AT SATA 1£fi%
(g
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#¥A .

1 x FUFER AR
1 x CPU AmiE#2s

* CPU MBI SZFF R 1 1A (12W) DhZRIY) CPU MU ©

Lx WUAE /KRR (4 81)  CERERm SRS

“HLFE / KR KRR R 2A (24W) DIASH K XU

BIOS Ifi&E%: .

I

BsE

BRIERG .

TAMIE .

A TN RE T2

SH— MG @IV BIOS 1 E » N “HEHEMER”  BIEH

1x24 %1 ATX BB

1x 8% 12V HiFE

1 x BT 20

1x USB 2.0 #2881 (S7FF 2 4> USB 2.0 #ii 0 » S FF ESD (#7)

AMI UEFI Legal BIOS » Z#§% 155 GUI

ACPI 6.0 FRAEMEE(

7 4F SMBIOS 2.7

CPU [N¥% / 4%1% » CPU GT > DRAM ° VDD_IMC * VCCIN
AUX » +1.05V PROC > +1.8V PROC * +0.82V PCH > +1.05V
PCH HLE% K%

NFFSET © CPU ~ AL / KR KU

e Nm (IRYE cPU IRE B AR EEE)  CPU~
LA / IKZE X

KUmZ Mol B © CPU ~ #1146 / KRR

CASE OPEN (HLFEFTH) #aill

FEJEWATE © CPU Veore ™ +1.05V PCH ~ +12V ~ 45V ~ +3.3V

Microsoft® Windows® 10 64 fif /11 64 {if

FCC ~ CE
ErP/EuP 2§55 (FFEZFEF ErP/Eup FYHLIR)

H=TTHEI LR o EHITREARNE RIS ELE » EEXRGHTHEFIR &K
T o AT KT L(EERL B8 RFSAIZEH o 2ol I A& AT BT 51 5T

B660-1TX
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1.3 B&LixE
VL BARAIE BB o BB RI S LR > B SR o AR
ST R - Bk TR -

o W

Short Open
1Bk CMOS Bk (O] #EEE - 15FR CMOS
(CLRCMOS1) O] TFB% « BRIA

(WE1TT H101) 26tk

CLRCMOS1 e VFEER: CMOS FHIVEMHE - CMOS BB EIE R AR EE
B MIRSE ~ QA BEARAILE S - BEREE RHSHCNEL
WIEE - FRITENL » ST RSk - RS A PR ERIE B2 CLRCMOSI
LROETI 3 7 o IEILETERRR CMOS JEEU T BREkiE o 215 % TENITER
BIOS H#/5iHF CMOS » MM SEEh 25 » FHAER A EHHUTIER CMOS
PR o

IR IEE R CMOS » WIAFFTIT £ HAeIIE] o 15 BIOS UEHT “Clear Status”  (1&
BRIRE ) B ERRET— TFERANREATIER



B660-ITX

1.4 TRE R O

WREAERIFIEE I TSR o T RPN Z X L BEIFIEE ] - FRpk X
SIS O] L5 A3 ERGERK R PERIT -

RGN Rk pLED: IR TR L > LR
(9 £t PANEL1) RYER - RS
(WE1TE111) GUIRSHE AT R 2 L B2 -
TEEEA S RNE I T IE 5T

i

HDLED-
HDLED+

Q PWRBTN (FEiF#z#) :
EEEIWIAERTENR AR o 1A LUE B (A e IR o R T 2 77 2

RESET (EE#:4) :
EEIWIAERTENR LI E B o AIRTHEYISEN - TOEITIER EFTEE) » #2E
Bz H ERTE ST EL

PLED (F%tFi LED) :

EBFINFERTENR ERIEIRRSHETRAT o R HEAFHRIENT » ) LED SERE o ZALE
$1/S3 HEHRAAZSHT » Wt LED [AIfF o RLELLTE S4 BERRAX B KA (S5) Bt » ik LED 4B K -
HDLED (##%5) LED) :

EREEINLFERT IR _ERIRERLIE ) LED $67AT o AL IEIEBEANENE A KT » M LED
JERE o

HIER T ARSE N AR A P27 o Bl [ERRIR SR B AT AL A ~ BB ~
F LED ~ fE#REE) LED $57 AT ~ R 8552 o S A RT EIRIELREBEE I BERHINT »
RS SN RTE F A3 B LE AL
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EB1T ATA3 $211

(SATA3_1: SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3

ME1T F134) [

4l [—1 [——1

(SATA3_2:
WELTT> Ho)
(SATA3_2:
WELTT > FHeA)

X =A™ SATA3 20 )
6.0 Gb/s ¥y 1% Hd 2R P
TERZ 450 SATA $ifEL -

USB 2.0 #3k
(9 %1 USB_3_4)
(MEF1TT F12 1)

USB_PWR
p-

p-
USB_PWR

M A — B - It USB
2.0 FEHEE P o

WUFE 1 KRNI
(4%t CHA_FAN1/WP)
(MEF1TT> H3 1)

LN

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

BEEMEREE = 4 FOKEHLE
RERHE o ARIESTE S 3
LRI R - e R
FIFH 1-3

CPU N
(4 51 CPU_FAN1)
(ME1TT > F21)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3

+12v 2

GND 1

MR 4 £ CPU KNG (B
HFNR) O o mMERETEE
B3 % CPU MR - 1S EER
EIETR 1-3 -

ATX HJREZE
(24 ¥ ATXPWR1)
(1T HE71)

(]
|
(]
]
(|
]
||
]
||
|
(]
00

ILENTERE: 24 1 ATX HJFEE
[ o BHEH 20 #F ATX HIFR »
AT 1 FOETEE 13 FRERE -



B660-1TX

ATX 12V HIF#Z
(8 # ATX12V1)
(1T FE11)

Haan
AN

BEEHER M 8 £ ATX 12V LR
B2 o B 4 51 ATX FJR -
THC T 1 AOEI 5 SRR
*EE ERHREENRIRE
AF CPU, MIEERF . T
% PCle BLREIHIEE] L%
A,

MFER A
(2 £t cI1)
(ME1T > Fe6 )

GND E 1
Signal E

It F#73FF CASE OPEN (#]L
FEFTIF) RMITHEE - AMALFE
FTREHRT o ULIhREFHERH
AR AT HOHFE
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BFER™

0 o=

TS

FAZHIIRR

FARFRER AR TGRS R LD B SJ/T 11364-2006 THLF
(BEF IS RPEFIFR SRy » B E BB TR - #ELURH T & 105
FEER A E A FEYMSOT B R AN S8 25 DT 3 PR SRS RS e 58
WA E ~ =R ™ B ERIHAR o (K ESELE - ST T A= s FIRI S R
FENE—ZR o B— 2T N2 ME A AR o AT st F= iz
PMREAEAR S 10 4

10

FEREVRB TR BNRR ZEIRN
T BRI R E B SRR 4 R & R S HELIT R

Fe B
SR _ HEVRSITH
By (Pb)| 48 (Cd) | 7K (Hg) | /5% (Cr(VD) |2 K (PBB) | 2 I 2Kk (PBDE)
gifziﬁ X | o o) o) o o

O: F %A B H EVREZEEATE S TR R & = TE SJ/T 11363-2006 FRUEMLE
HIRREERLLT »
X: BTV EEEY T E DL EE 9 TR & S S)/T 11363-2006 FrifE
FERIR R EK > SMZEHI T GRS 4 2002/95/EC HIFIVE ©

ik WP TR Z BMRBE R AEIR  RIETE— M ER BERPRMT -



B660-1TX

I'\'I'!'/\
1 FEJI
TR E 25 Boo0-1TX £ o TEASIIFr » 55 1 A58 2 A& £k
IS BB b AR

Q HI LIRS B BIOS #REEFTRE € AT » AT LIA S A BANE B E - AT F1T8H] -

1.1 BRAS

« B660-ITX FHEMT (Deep mini-ITX I )
« 1x1/0 MM E

« 2xSATA fE#1 GER)

o 2xBES GEAMR M2EEE) (M272) GEM)
o 1x U GERF Wik f551) (M2+2) GER)
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HIlE

fEFeiaE

B

118

« Deep mini-ITX fiJZHI%

o FHEE 12 X Intel® Core™ FEEREE (LGA1700)
« Digi Power design

o 6 BIFMAIGT

o IR Intel RE T

« S71% Intel®° Turbo Boost Max $5fiif 3.0

« Intel B660

. H5FHE DDR4 A0 [BEASHl

« 4xDDR4 DIMM il

« S71% DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC HEXE &7
=G

* [ A S75% DDR4 3200 °

o RARHEIERES R © 128GB

« SZ#% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15 FFEHEEEE

o 1xPCle Gen4x16 fffE *
* 37 PR NVMe SSD 1 B B B
o 1xM.2 #fiJfE (Key E) » SZ%% Type 2230 WiFi/BT 154H % Intel*®
CNVi ( & 3 WiFi/BT)

o [E[R#EE GPU HYBEHLER A4 7] 34% Intel” UHD Graphics Built-
in Visuals [z VGA #iift} °

o Intel X* SR FEME (5 121%)

o — (R HETE © D-Sub ~ DisplayPort 1.4 J2 HDMI

. TE=LETRSR

o B R 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz AT E ) HDMI 2.1
TMDS FHZ %

o B R 1920x1200 @ 60Hz fEHTELRY D-Sub

« SZ#% DisplayPort 1.4 » DSC ( [BE#fE ) S AT =10 8K
(7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

. B HDCP 2.3 » B HDMI 2.1 TMDS #HZEF DisplayPort 1.4
SRR



LAN

BIER /0

ZmEiR1/0

RAID

B660-1TX

« Realtek ALC897 5 2T\ AE %%
o HIRTEHE

o 1x B HRARTL

« 51778 HD Hifl

« Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

« Giga PHY Intel® 1219V

o XERAEREIAEE

o XIEER FFERE

« 1% 802.3az EEE Hift Z A
« X PXE

o Ix HA HAHEAEL

« 2xUSB 3.2 Genl Type-A #f5tR (SIIRFFEME (20578) )
« 1xUSB3.2 Genl Type-C %R (STHEFEMRE (=05E) )
« 2xUSB2.0 B (SORFFERE (20578) )

o 1xD-Sub JE#E

« 1x HDMI j##EH

« 1xDisplayPort 1.4

+ 2xUSB 3.2 Genl Type-A IR (SIRFHENRE (2[57#) )

« 2xUSB 2.0 HIER (SIRFFERE (205#) )

« 1xRJ-45 LAN #JZH » & LED (ACT/LINK LED 5. SPEED
LED)

o HD FUdEfL : SREGHA AT BRIV, 285

+ 3xSATA3 6.0 Gb/s 58

o 1xHyper M2 {5 (M2_1> KeyM) ° 3% 2280 SATA3 6.0
Gb/s B PCle Gen4x4 (64 Gb/s) fizX *

o 1xHyper M2 {5 (M2 2> KeyM)  $E 2280 # PCle
Gen4x4 (64 Gb/s) T *

* 7% Intel® Optane™ F7ifi
o I Intel® BIREE EHEEE (VMD)
* 1% NVMe SSD 1 AsFRBEHRE

o FH¥F SATA FETFEEE S74% RAID 0 ~ RAID 1 ~ RAID 5 Jz RAID
10
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%EE o 1x HEEEPAAE RS

« 1xCPU R #Z5E
* CPU JEREEE 1B R 1A (12W) EJRINZER) CPU AT »

o 1x WER KB IR ETE (4-pin) (EEEI il R 452 )
*BEER /K B R BEE B R ) 2A (24 W) EUR TR K E
% o

o 1x24 pin ATX EiF{ETE

« 1x8pin 12V EFEH

o 1 x BTERHEET

o 1xUSB2.0BESt (5788 2 {8 USB 2.0 8z ) (STIREFERE)

BIOS Li&E « AMI UEFI Legal BIOS %% #& GUI 1%
« ACPI 6.0 & MAEE H h Bk
« 1% SMBIOS 2.7
« CPU %0/ 11 ~ CPU GT » DRAM ~ VDD_IMC ~ VCCIN
AUX ~ +1.05V PROC * +1.8V PROC ~ +0.82V PCH * +1.05V
PCH % B35

IEESHE T as o JEGHESEET ¢ CPU ~ BEEL K B E S
o FEEE (K CPUIRE BB RREE) + CPU ~ 1
IR B S
o AR B 0 CPU ~ BEER /K BN ES
o BEERARUEE
o FEFEELPE © CPU Veore ~ +1.05V PCH ~ +12V ~ +5V ~ 3.3V

E£Z 4 « Microsoft® Windows® 10 64 {iJT. / 11 64 77T

Frof « FCC~CE
« ErP/EuP ready (ZHEL{f ErP/EuP ready B LIERR)

A FEEENE - BT R A Tl » Eo 115385 BIOS TPV ~ A

BT A T - TR e Bt » B E
F YO R B EFE « (IEE T AR R - BMSE
B ERH THEBEET A  -
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1.3 BRERTE

EISRRE R T 2 o EHRIEE R L - Bk TR -
WAV SIS - 3R ThIRL -

w W

B660-1TX

Short Open

1B CMOS Bk (0) %« 1R CMOS

(CLRCMOS1) BARY : THEY
(GE2HE 1 5 » fak 2-pin Bk

10)

& FIFIA CLRCMOS1 {&FR CMOS HHHIE L © CMOS RN E BHE & Aiffiak
BB WRAMEN ~ HEA ~ R RCRHELE R - HELGRIER R
2R THRR A TE » AH/CRAPHEE RSB IR R I T BIRAR - AR Bk 50E
CLRCMOS1 IS HIFIEE#) 3 ) o FEZEEL » B TEIERR CMOS 12U T BkiR
o FIBTEFEH BIOS 37 BNERR CMOS » RIS EHTRE R » Rk
FSEFTIE R CMOS BIERTRAE

#IEIER CMOS » FIRE T {EIZIREARFARY © 7555 BIOS 3226 [VEFRIKEES » 1
P& FERTRE T AR RER A 2 o
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1.4 WREHFET R IR

WRHER R AEETRESTRBR o 75 N GBARIE B (R L s KGR L - fSBUARIEEE
st R L o fFERERBOR A ERZ AR -

B LEe S
(9-pin PANEL1)
(GEZ2RE1H > w5

11)

AR RN LA T RO SHIHER 5 B
R ~ AR R
HEARREFE T R e 2 b R
eI AR R IE A st

i1
HDLED-
HDLED+
PWRBTN ( Btz ) :
SHBEEREEATIEING FRIEIRZH o FRIEE (A IR AP A EE AR 77 2 o
RESET ( EHiR 145 ) :

BRI AR A o F AN B AR TIE BT R ) » £ T Bk izt
BlIr] EH TR B RN -

PLED ( %i## &7 LED) :

B REAATIER FRIEEIFARREHE S o AR IETEE(ERF » i LED 5Tl o Zif it
A 81/83 [EHRAXRERF » LED G {FAEPTAE o RATHEN S4 MERIKREBCRAR (S5) FF » LED
AR -

HDLED ( {##%#) LED) :

BRI FHIRERESS) LED o MEREIETEEINEC B A ERIF » LED G55 »

BRI & AT > TR IFH + B2 AR ~ Eagiz sl ~ AR
LED ~ [E##€I%8) LED ~ MW\ R E S EAARL - R AT E A E R L R » 37
TEETE MR R EHIEIR & IERERATT



Serial ATA3 H25H 38 ZHH SATA3 ERUEE S IRINER
(SATA3_1: SATA3_1 SATA3_2 SATA3_3 [R{FHEE) SATA BERHE -
w2HE 1 W [ [—=1 [—= &= % 6.0 Gb/s ARl
13) e

(SATA3_2 :

EBEE1HE W)

(SATA3_2 :

EBEE 1 HE  WEs)

USB 2.0 HESt P IR EE—(EBES o 1

(9-pin USB_3_4)
(GEZHE 1 E - Wk
12)

P-
USB_PWR

USB 2.0 HE#H 7] S5 {18
iR o

B IK B RS

I}

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(FE2ZHE1HE W

3)

PNw s

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

A B i =1 4-Pin /KI5
TR TR BEEE o G e
3-Pin KB E » FEEEE
Pin1-3

CPU Jal 5 #25H

(4-pin CPU_FANI)
(GE2HFE1H > Wik

2)

FAN_SPEED_CONTROL 4
FAN_SPEED 3

+12V 2

GND 1

A BEHAD  4-Pin CPU AR
(FFE R ) #2058 o #HI0GEHE
JE% 3-Pin CPU JELf » FHIEE
Pin1-3 e

ATX EJREETE

(24-pin ATXPWR1)
(FE2HFHE1H Wik

7)

1 12

(]
|
(]
(]
]
||
|
]
||
]
|
([}

AR AL —#H 24-pin ATX
BB o B 20-pin
ATX FEIFHEFERS > 557 A Pin
1 /2 Pin13 °

B660-1TX

123



124

ATX 12V EF#Z5E
(8-pin ATX12V1)

GGERRE 18 - Wik
1)

OO
QLo

A E R —#H 8-pin ATX
12V BEFHEE o B
4-pin ATX BHRHEIERS - FEHE
A Pin1J Pin5 e
B s GEREE CEEE CPU
M EEIRAR » IR R E IR
o FE% PCle EIRFRAAA
(G o

TR T
(2-pin CI1)

(GEZRE 1 H - f#k
6)

GND E 1
Signal m

FEMMR TR 1é
HITHEE - FIEEIRSN SR
EREE - E%ﬁﬁﬂiﬁ]ﬁw
TR R BT (3%
ﬂ+



B660-1TX

Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot Ekspansi

Grafis

« Faktor Bentuk Deep mini-ITX

+ Mendukung Prosesor Intel® Core™ Gen ke-12 (LGA1700)
+ Desain Digi Power

« Desain 6 Fase Daya

+ Mendukung Teknologi Intel® Hybrid

+ Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost Max 3.0

. Intel B660

+ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
+ 4x Slot DIMM DDR4
+ Mendukung DDR4 3200/2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,

memori tanpa buffer

* Mendukung DDR4 3200 secara native.

» Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB
+ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2,0
+ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

« 1slot PCle Gen4x16*

* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot

+ 1x Soket M.2 (Tombol E), mendukung modul jenis 2230 WiFi/
BT dan Intel®* CNVi (WiFi/BT terintegrasi)

+ Intel®° UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

« Arsitektur Grafis Intel® X° (Gen 12)

« Tiga pilihan output grafis: D-Sub, DisplayPort 1,4 dan HDMI

+ Mendukung Tiga Monitor

+ Mendukung HDMI 2.1 TMDS Kompatibel dengan maks. resolusi
hingga 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

+ Mendukung D-Sub dengan resolusi maksimum hingga 1920x1200
@ 60Hz

» Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maks, DSC
(terkompresi) hingga 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

+ Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 2.1 yang Kompatibel
dengan TMDS dan DisplayPort 1.4
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Audio

LAN

1/0 Panel
Depan

1/0 Panel
Belakang

Penyimpanan

126

Codec Audio Realtek ALC897

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
1 x Soket Headphone/Headset

Audio HD 5,1 CH

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

Giga PHY Intel® 1219V

Mendukung Wake-On-LAN

Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
Mendukung PXE

1 x Soket Headphone/Headset

2 x Port USB 3.2 Genl Type-A (Mendukung Perlindungan ESD (Full
Spike Protection))

1 x Port USB 3.2 Gen1 Type-C (Mendukung Perlindungan ESD (Full
Spike Protection))

2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (Full Spike
Protection))

1 x Port D-Sub

1 x Port HDMI

1 x DisplayPort 1,4

2 x Port USB 3.2 Genl Type-A (Mendukung Perlindungan ESD (Full
Spike Protection))

2 x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan ESD (Full Spike
Protection))

1 x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)

Soket Audio HD: Saluran Masuk/Speaker Depan/Mikrofon

3 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s

1 x Soket Hyper M.2 (M2_1, Key M), mendukung SATA3 tipe 2280
6.0 Gb/s & PCIe mode Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x Soket Hyper M.2 (M2_2, Key M), mendukung PCle tipe 2280
mode Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Mendukung Teknologi Intel®* Optane™
** Mendukung Intel® Volume Management Device (VMD)
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot



B660-1TX

RAID

Konektor

Fitur BIOS

Monitor
Perangkat
Keras

0os

Sertifikasi

Mendukung RAID 0, RAID 1, RAID 5 dan RAID 10 untuk
perangkat penyimpanan SATA

1 x Header Sasis Intrusion
1 x Konektor Kipas CPU

* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)

* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air

dengan daya kipas maksimum 2A (24W).

1 x Konektor Daya ATX 24 pin

1 x Konektor Daya 8 pin 12V

1 x Header Panel Depan

1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)

AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa
ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

Dukungan SMBIOS 2.7

CPU Core/Cache, CPU GT, DRAM, VDD_IMC, VCCIN AUX,
+1,05V PROC, +1,8V PROC, +0,82V PCH , Multi penyesuaian
Tegangan +1,05V PCH

Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air

Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Pompa Air
Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Pompa Air
Deteksi CASE OPEN

Pemantauan tegangan: CPU Vcore, +1.05V PCH, +12V, +5V,
+3,3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

FCC, CE
Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)
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Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

A pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.
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DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Product Name : Motherboard
Model Number : B660-ITX
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.




EU Declaration of Conformity

For the following equipment:
Motherboard
(Product Name)

B660-ITX
(Model Designation / Trade Name)

EMC Directive - 2014/30/EU
EN 55032: 2015 / A11: 2020, EN 55035: 2017 / A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

RoHS Directive - 2011/65/EU
2015/863/EU, EN IEC 63000:2018

c € (EU conformity marking)




UK
CA

EU Declaration of Conformity

Product:
Product Motherboard
Model B660-1TX

Authorized Representative (UK-GB):

Name: Gary Tsui
Address: Bijsterhuizen 11-11, 6546 AR Nijmegen,The Netherlands
Contact person: Gary Tsui

This declaration is issued under the sole responsibility of the mentioned
Manufacturer. The subject equipment under declaration is in conformity with
the UK-GB Regulation(s) below:

The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/1091)

EN 55032: 2015 / A11: 2020, EN 55035: 2017 / A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment Regulations 2012
2015/863/EU, EN IEC 63000:2018

The following manufacturer outside the UK-GB is responsible for this declaration:
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